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Chip: la prima volta di Samsung

Come ampiamente annunciato, Samsung
Electronics ha scalzato dalla vetta della
top ten dei chip Intel, al comando della

La classifica delle top ten dei chip del 2017

classifica fin dal 1992. Il fatturato del colos-
so sud-coreano é stato pari a 62,2 miliardi
didollari (14,6% del totale dell'industria dei
semiconduttori), contro i 57,7
miliardi di Intel (13,8% del

Mensile di notizie e commenti
per I'industria elettronica
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Primato comunque difficile
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da mantenere per Samsung; secondo
Andrew Norwood, research vice president
di Gartner, i prezzi delle memorie diminu-
iranno sia quest'anno sia il prossimo, con
evidenti riflessi sul fatturato di Samsung. Il
buon andamento del mercato delle memo-
rie, che € la categoria di prodotto dominan-
te del mondo dei semiconduttori, ha avuto
riflessi positivi anche sugli altri player del
settore come SK Hynix, Micron, Toshiba
e Western Digital. Complessivamente, il
mercato dei chip nel 2017 & cresciuto del
22% rispetto al 2016, andando a toccare
quota 419,7 miliardi dollari (mentre solo
quattro anni fa aveva sfondato il muro dei
300 miliardi di dollari). Piu caute le previ-
sione per 'anno in corso: le ultime stime
di SEMI danno per il 2018 una crescita
valutata intorno all'8%.
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Drastico calo delle operazione di M&A

L’ondata di operazioni di fusioni e acqui-
sizioni (M&A) che hanno caratterizzato il
2015 e il 2016 si & drasticamente ridotta lo
scorso anno, anche se il valore di queste
attivita nel 2017 resta il doppio della media
annuale della prima meta della decade
(2010-2015). L’anno appena trascorso ha
fatto registrare una ventina di acquisizione
per un valore pari a 27,7 miliardi di dolla-
ri, (in netto calo rispetto ai 107,3 miliardi
del 2015), ma pur sempre superiore di
un fattori pari a 2 rispetto alla media del-

la prima meta della decade, attestatasi a
12,6 miliardi di dollari. Una delle maggiori
differenze tra le operazioni di M&A con-
dotte nel 2017 rispetto a quelle dei due
anni precedenti & il numero estremamen-
te ridotto di mega-operazioni. Lo scorso
anno solo due operazioni (quelle relative
al business delle memorie di Toshiba e la
pianificata acquisizione di Cavium da par-
te di Marvell), hanno superato il traguardo
di 1 miliardo di dollari, con rispettivamente
18 e 6 miliardi di dollari.

VALUE OF SEMICONDUCTOR M&A AGREEMENTS
5738
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Nel 2017 é calato drasticamente
il valore delle operazioni di M&A
nel settore dei semiconduttori
(Fonte IC: Insights — gennaio 2018)

Un supercomputer europeo
da 1 miliardo di dollari

Stimolare la competitivita e assicurare l'in-
dipendenza della Comunita Europea in un
modo sempre piu dominato dai dati: questo
l'obiettivo di EuroHPC, un
progetto che comportera
un investimento di 1 miliar-
do dieuro entro il 2020. Tra
i Paesi firmatari, insieme
all'ltalia, vi sono Germania,

Spagna, Francia, Lussemburgo, Olanda,
Portogallo e altri 6 stati membri. Dal punto
divista della R&S, gli aspetti piu interessan-
ti legati allo sviluppo della
tecnologia europea per il
supercomputing & lo svi-
luppo della prima genera-
zione di microprocessori a
basso consumo europea.
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Fonte: techproton

“Un’efficiente infrastruttura di supercom-
puting europea — ha detto Mariya Gabriel,
commissaria per la Digital Economy and
Society — avra la potenzialita di creare piu
posti di lavoro e sara un elemento chiave
per la digitalizzazione dellindustria e per
incrementare la competitivita dell’econo-
mia europea’. L'infrastruttura EuroHPC
permettera in particolare alle piccole/medie
imprese europee ad accedere piu sempli-
cemente alle risorse dei supercomputer per
sviluppare prodotti innovativi.
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Massimo GIUSSANI

E quello che si dice ‘un se-
gno dei tempi’: una citta nel
mezzo del deserto che pa-
tisce danni da alluvione. E
successo a Las Vegas, nel
secondo giorno del Consu-
mer Electronics Show 2018,
e la notizia & riverberata
sulla stampa specializzata
di tutto il mondo per I'oscu-
rita in cui, il giorno dopo,
sono piombati numerosi
stand della manifestazione
ipertecnologica. La causa,
secondo gli organizzato-
ri, sarebbe stata I'umidita
di condensa che avrebbe
mandato in corto uno dei
trasformatori che servono |l
complesso del CES.

E cosi lattenzione si & —
quantomeno temporanea-
mente — spostata dai trend
dell’elettronica consumer (la
guerra tra gli assistenti Al di
Amazon e Google; I'incorpo-
razione dellattributo ‘Smart’
in ogni prodotto o quasi; la
diffusione della tecnologia
blockchain...) a riflessioni
piu 0 meno serie sulleffime-
ra durata delle batterie dei
dispositivi portatili, sul ruolo
spesso dato per scontato
dellumile illuminotecnica, e
sulla responsabilita dei gas
serra  nell’estremizzazione
del clima globale.

Di tutte le tecnologie presen-
ti al CES quest'anno, & pro-
prio lilluminazione a LED —

elettronica @ pLus

che oramai non fa quasi piu
notizia — a dare il contributo
di gran lunga piu rilevante
al contenimento dell’emis-
sione di gas serra. Stando
a un recente studio di IHS
Markit, infatti, il passaggio
alla tecnologia LED per Til-
luminazione residenziale
e di esterni ha permesso,
nel solo 2017, di tagliare le
emissioni di biossido di car-
bonio di 570 milioni di ton-
nellate. Si tratta di una ridu-
zione percentuale dell1,5%
nelle emissioni globali di
CO2, corrispondente all’e-
liminazione di 162 centrali
a carbone. Un impatto de-

stinato a divenire ancor piu
pronunciato in futuro, man
mano che in tutto il mondo
le tradizionali lampade in-
candescenti e fluorescenti
vengono sostituite con lumi-
narie allo stato solido (SSL).
Gli analisiti di Zion Rese-
arch, in un report dal titolo
“LED lighting Market for Re-

TERZA PAGINA
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Consumi al minimo,
connettivita al massimo

llluminazione sempre piu allo stato solido
ma anche sempre piu ‘smart’, complici
le tecnologie di interconnessione mesh

sidential, Architectural and
Outdoor Applications” pre-
vedono infatti che il mercato
dellilluminazione a LED cre-
scera con un CAGR del 13%
tra il 2017 e il 2022, mentre
il relativo fatturato passera
dai 28,09 miliardi di dolla-
ri del 2016 a 54,28 miliardi
di dollari nel 2022. Ancora
piu ottimisti paiono essere
gli esperti di Research and
Markets che stimano in 100
miliardi di dollari il fatturato
generato dall'illuminazione a
LED per 'anno 2024.

Con un risparmio energeti-
co (a parita di emissione lu-
minosa) del 40% sulle lam-
pade fluorescenti e dell’'80%
su quelle a incandescenza,
una durata significativa-
mente superiore e una
maggior flessibilita di instal-
lazione dovuta alla inerente
robustezza meccanica e
alla ridotta temperatura di
lavoro, il costo sensibilmen-
te superiore non rappresen-
ta piu un ostacolo alla diffu-
sione delle soluzioni basate
su LED. Anzi, in un mondo

& ™
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sempre piu connesso ed
orientato verso [lInternet
delle Cose, cresce anche la
penetrazione delle soluzio-
ni di illuminazione intercon-
nessa, peraltro non neces-
sariamente attraverso hub
dedicati. Alle lampade con-
trollabili via Wi-Fi o Zigbee,
si & recentemente aggiunta
I'offerta di luminarie confor-
mi allo standard Bluetooth
Mesh. Si tratta di una tec-
nologia di networking per
maglie che si appoggia a
Bluetooth LE e che (ira le
altre cose) rende possibile
controllare tutti i punti luce
di un appartamento diretta-
mente da smartphone sen-
za ricorrere a ripetitori, hub
o gateway di sorta. Il relay-
ing dei messaggi tra i vari
nodi della maglia permette
infatti di superare i limiti di
portata delle radio a bassa
potenza di Bluetooth LE
ampliando il diametro della
rete e il numero di nodi pi-
lotabili. Il passo dai ‘punti
luce’ ai ‘nodi luce’ sembra
essere breve.

‘0
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Dopo un anno

di vendite record
inizia a scendere

il prezzo delle
memorie. E gia sul
mercato ci si chiede
se non é la fine del
hoom dei prezzi

A Wall Street, partenza a razzo
per Phi-tech nel 2018

Nella prima meta di gennaio, il Nasdaq ha gia
guadagnato il 5,2%, facendo meglio rispetto allo
stesso periodo del 2017 e conquistando nuovi record.
A sostenere gli acquisti sui titoli statunitensi del
settore tecnologico, snobbando gli scandali Apple e
Intel, le prospettive di un’accelerazione della crescita
globale nel 2018 e di un ulteriore aumento dei profitti

Memory chip alla
prova dei prezzi

FeEDERICO FiLOoCcCA

Il primo segnale di rallenta-
mento & venuto dall’Oriente,
quando Samsung Electro-
hics, nonostante i buonirisul-
tati, non ha centrato in pieno
le stime lasciando perplessi

sulla scia del taglio delle tasse negli Usa

ELENA KIRIENKO

Nelle prime due settimane del
nuovo anno, il pit famoso panie-
re al mondo dei titoli del compar-
to tecnologico ha gia portato a
casa un rialzo del 5,2%, che si
aggiunge al +28,2% conseguito
nellintero 2017. L'eccezionale
partenza del Nasdaq Composite,
nel 2018, &
stata  su-
periore al
pur ottimo
inizio regi-
strato dallo
stesso in-
dice nelle
prime due
ottave del 2017 (+3,5%) e ha
consentito a Wall Street di rag-
giungere nuovi record storici. La
corsa del paniere dei titoli hi-tech
non ha sostanzialmente risentito
degli scandali che hanno coinvol-
to due tra i maggiori colossi del
settore, cioe Apple e Intel. Nel
primo caso, il gruppo fondato da
Steve Jobs ha ammesso di aver
volontariamente rallentato, attra-
verso aggiornamenti software,
le prestazioni dei modelli meno
recenti di iPhone, per consenti-
re alle loro batterie di durare piu
a lungo. Una dichiarazione che
non ha fermato alcuni clienti di
Apple ad avviare azioni legali che
potrebbero costare pil di qualche
miliardo di dollari alla casa di Cu-
pertino. Nel caso di Intel, tutto &
partito dalla scoperta di una falla
nella sicurezza dei pc e dispositivi
mobili che impiegano i processori
dei principali produttori e quindi,
non solo della stessa Intel, ma
anche di Amd e Arm. Una falla

che, secondo alcuni organi di
stampa, avrebbe spinto nei mesi
scorsi il numero uno del gruppo
di Cupertino, Brian Krzanich, a
vendere un pacchetto di azioni
da 25 milioni di dollari, prima che
il problema della sicurezza fosse
reso noto al pubblico, nel tentati-
vo di ridurre i danni derivanti dalla
presumibile discesa del titolo in
Borsa. Nonostante la debolezza
delle quotazioni di Intel (-6,3%)
nelle prime 10 sedute del 2018,
un contributo fondamentale allot-
tima performance del Nasdaq
Composite in questo inizio d'an-
no & arrivato ancora una volta
dal settore dei semiconduttori, il
cui paniere di riferimento (il Sox
di Filadelfia) ha registrato una
crescita del 5,5 per cento. Per
entrambi gli indici, gli acquisti
degli investitori sono alimentati
principalmente dalle prospettive
di miglioramento della congiun-
tura economica nel 2018, rispet-
to ai gia positivi dati del 2017.
Le previsioni degli economisti
indicano un’accelerazione della
crescita in tutte le principali aree
geografiche del mondo, con gli
Stati Uniti che potrebbero fare da
locomotiva anche grazie ai primi
effetti delle aggressive misure
di politica economica dellammi-
nistrazione Trump. Ricordiamo
la riduzione permanente dal 1°
gennaio 2018 dellaliquota per le
aziende al 21% dal precedente
35% e la possibilita per le multi-
nazionali di far rientrare i capitali
all'estero (circa 3mila miliardi di
dollari) negli Stati Uniti, ciog ver-
sando un prelievo una tantum
del 7,5%, che sale al 14,5% se
gli asset sono in contanti.

gli investitori. Anche colpa
della recente flessione nei
prezzi delle memorie che ha
condizionato la performan-
ce della societa coreana. E
non solo di Samsung come
testimonia il fatto che i prezzi
delle flash memory utilizza-
te negli smartphone sono
scivolati del 5% nel quarto
trimestre dello scorso anno.
Non a caso, secondo diversi
analisti, il forte tasso di cre-
scita del comparto potrebbe
dimezzarsi questanno pur
restando al 30 per cento.
“E improbabile che assiste-
remo a un crollo improvviso
del mercato e complessiva-
mente per i produttori di chip
il 2018 sara un anno stabile”
spiega un analista di una
nota banca americana, che
manifesta comunque una
leggera preoccupazione per
un segmento che dalla meta
del 2016 fino al termine del

2017 & let-
teralmente esploso (+70%).
Non si pud trascurare infatti
che ormai [lindustria delle
memorie valga circa 122
miliardi di dollari, grazie al
boom di smartphone e ser-
vizi cloud che hanno richie-
sto chip di memoria sempre

piu veloci e capienti. Senza
contare che lintero settore
ha attraversato una fase di
forte consolidamento che,
dalla meta degli anni ‘90, ha
ridotto sensibilmente il nu-
mero dei produttori da venti
a poche unita. “La crescita
esplosiva dello scorso anno
ha poi dato ai produttori di
chip abbastanza liquidita da
reinvestire per potenziare la
produzione — precisa un ana-
lista di Nomura — In partico-
lare lofferta di NAND flash
memory & cresciuta nel 2017
del 43% contro un aumento
del 34% dell’'esercizio prece-
dete.
Di qui la possibilita di una
flessione dei prezzi di circa il
10 per cento”. Il mercato del-
le DRAM invece, che vale
20 miliardi in piu di quello
delle NAND, ¢ piu teso e si
stima che i prezzi dovrebbe-
ro ancora crescere di quasi
il 9%, fino a riscendere 'an-
no prossimo, quando diven-
tera operativa la capacita
di produzione aggiuntiva,
attualmente frutto di ingenti
investimenti.
In conclusione, sebbene gli
analisti siano ottimisti e la
richiesta di memory chip
continuera a essere for-
te, i produttori dovranno
comunque continuare a
investire in innovazione per
rimanere competitivi e per
continuare a ridurre i costi
di produzione. Solo cosi
potranno fronteggiare la mi-
naccia di una pressione cre-
scente sui prezzi da parte
dei loro clienti che potrebbe
erodere i loro attuali confor-
tevoli margini.
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Connettivita on the go

Mentre il wireless incalza nel

Massimo GIUSSANI

Nel Complete Visual Networ-
king Index Forecast 2017, dli
analisti di Cisco prevedono che
nel 2021 ci saranno 4,6 miliardi
di utenti Internet e 27,1 miliardi
di dispositivi connessi in rete;
se nel 2016 c’erano in media
2,3 dispositivi connessi per ogni
abitante del pianeta, nel 2021
saranno 3,5 i nodi pro-capite.
Globalmente, il traffico IP an-
nuale nel 2021 sara di 3,3 mi-
liardi di terabyte, contro gli 1,2
miliardi di TB generati nel 2016:
il Cagr sul periodo 2016-2021
viene stimato al 24%. Il traffico
IP pro-capite passera da13 GB
nel 2016 a 35 GB nel 2021, e
per 82% sara di tipo video. A
crescere sara il traffico associa-
to a ogni tipo di dispositivo, con
smartphone e M2M che faranno
la parte del leone, caratterizzati
come sono da un Cagr 2016-
2021 del 49% ciascuno, sequiti
da tablet e televisori che cresce-
ranno con tassi del 29% e 21%,
rispettivamente. Sta cambian-
do la modalita di fruizione della
connettivita: se nel 2016 i PC
erano responsabili del 46% del
traffico IP globale contro il solo
13% degli smartphone, nel 2021
la situazione si ribaltera, con gli
smartphone che assorbiranno il
33% del traffico e i PC che do-
vranno accontentarsi di un solo
quarto della torta. Tutto cio si
riflette nella forte espansione
della connettivita wireless a di-
scapito di quella fissa: sempre
secondo gli analisti di Cisco, nel
2021 il 63% del traffico IP sara
generato da connessioni senza
fili e mobili, mentre solo il 37%
sara dovuto a connessioni ca-

World
Developed

' Davaloping -y

F
LDCs i

e
]

consumer, in azienda si diffondono
le connessioni dedicate

blate. A crescere saranno an-
che le velocita di connessione in
banda larga, con la media mon-
diale che passera da 27,5 Mbps
nel 2016 a 53 Mbps nel 2021.
La perdita di terreno relativa-
mente al wireless non significa
che il mercato delle connessioni
fisse in banda larga sia desti-
nato a calare, perd: uno studio
condotto dall’International Te-
lecommunication Union (ITU)
delle Nazioni Unite mostra che
il numero di abbonamenti alla
banda larga fissa sono cresciuti
del 9% allanno nei cinque anni
precedenti e prevede che da
884 milioni di abbonati nel 2016
si arrivera a un miliardo di uten-
ti nel 2019. Cresce il numero di
connessioni a banda larga ad
alta velocita, soprattutto grazie
alle installazioni su fibra oftica,
tecnologia che nei Paesi in via di
sviluppo viene adottata diretta-
mente, evitando di passare per
il rame. Resta comunque un di-
vario tra Paesi sviluppati e Paesi
in via di sviluppo, con la penetra-
zione degli abbonamenti in ban-
da larga che si assesta attorno al
31% nel primo caso e al 9% nel
secondo. Nei Paesi meno svi-
luppati (LDC, Least Developed
Countries) questa percentuale
scende ad appena I'1%. In Eu-
ropa la forma di connettivita piu
diffusa & del tipo DSL (Digital
Subscriber Line) che interessa il
18,8% della popolazione, contro
il 5,7% che viaggia ancora su
cavo via modem e il 3,8% che
possono affidarsi alla fibra ottica.
Il consumatore
europeo si aspet-
ta una connessio-
ne veloce e affi-
dabile, qualita che
richiedono ingenti
investimenti infra-
strutturali in  ret
ad alta capacita,
la maggior parte

dei quali finiscono per dover es-
sere erogati dal settore privato.
La strategicita di una buona con-
nessione aziendale a Internet
sta portando alla diffusione delle
connessioni dedicate (Dedica-
ted Internet Access): si tratta di
una connettivita ‘di serie A’ che
si distingue da quella condivisa
rivolta al mondo consumer per
banda costante garantita, sim-
metricita in download e upload,
bassa latenza e elevato throu-
ghput. Secondo gli analisti di Fu-
ture Market Insights la crescita
del mercato delle connessioni

Personal Area Network) basate
sullo standard leee 802.15.4.
Stando a un report pubblicato
da Research and Markets,
“Wireless Connectivity Market -
Forecasts from 2017 to 2022",
nel 2017 il mercato della connet-
tivita wireless aveva un valore
di oltre 15 miliardi di dollari e,
con un Cagr stimato dell'8,06%,
sarebbe destinato ad arrivare a
22,15 miliardi di dollari entro il
2022. Le opportunita di crescita
per la connettivita wireless origi-
nano principalmente dal settore
consumer, trainato come € dal
fenomeno IoT e
dallesplosione del
numero di con-
nessioni M2M. E
proprio dalle con-
nessioni machine-
to-machine  trae
forza il concetto di
embedded SIM, il

Fonte: ITU

dedicate che si verifichera nel
prossimi dieci anni sara motivata
dalla costante migrazione online
di applicativi sempre piu poten-
ti, dal trend verso BYOD (Bring
Your Own Device), dalleroga-
zione di servizi dati ad alta ve-
locita e dalla diffusione di VolP,
videoconferenze e formazione
a distanza. Il report “ICT Facts
and Figures 2017 redatto da
ITU conferma il passaggio del-
lo scettro della banda larga da
fissa a mobile, una transizione
motivata dalla inarrestabile dif-
fusione di smartphone e tablet,
dalla riduzione delle tariffe di
Internet mobile e dai progressi
della tecnologia cellulare, ormai
awviata sulla strada del 5G. Le
stime di ITU per fine 2017 sono
di 4,3 miliardi di abbonamenti
wireless, una cifra che emer-
ge dallincremento annuale del
20% nei cinque anni preceden-
ti. Pil in generale, tecnologie
wireless come Bluetooth, Wi-Fi
e Gnss sono oramai date per
scontate nella maggioranza de-
gli smartphone in commercio,
mentre cresce la diffusione delle
comunicazioni NFC (Near Field
Communication) e delle reti LR-
Wpan (Low Range Wireless

chip dedicato e ri-
programmabile da
remoto che, saldato direttamen-
te sul PCB, si prefigge di sosti-
tuire le ingombranti schedine
SIM e il relativo connettore. Con
lintroduzione dell'e-SIM, i dispo-
sitivi — siano essi nodi dell’loT,
SmartWatch o Smartphone
— divengono piu agevolmente
miniaturizzabili,  riprogramma-
bili (dai gestori) e tracciabili.
Secondo "e-SIM Card Market
2017-2025” pubblicato da PR-
Newswire il mercato delle e-
SIM & destinato a crescere con
un Cagr del 26,3% nel periodo
compreso tra il 2019 (anno in
cui ne verranno lanciate le ap-
plicazioni per smartphone) e
il 2025. Ce invece lloT dietro
I'affermazione delle tecnologie
di connessione per reti LPWAN
(Low Power Wide Area Net-
work), pensate per comunicare
con milioni o addirittura miliardi
di nodi sparsi per il mondo. Re-
centemente coagulatesi attorno
agli standard NB-loT e LTE-M,
secondo uno studio di Machi-
na Research le connessioni di
questo tipo subiranno un vero
e proprio boom a partire da
quest’anno; dai 59 milioni di nodi
registrati nel 2016 si passerebbe
a ben 3 miliardi entro il 2025.



FRANCESCO FERRARI

Il mercato dell’illuminazio-
ne per applicazioni di orti-
coltura e particolarmente
appetibile per i produttori di
LED, visto che le soluzioni
attualmente piu diffuse in
questo settore sono le sor-
genti luminose tradizionali,
come le lampade fluore-
scenti e quelle al sodio ad
alta pressione (HPS).

Ci sono quindi ottime op-
portunita per i produttori per
sviluppare prodotti ad alto
valore aggiunto e ottenere
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I trend dell’illuminazione
a LED per orticoltura

L’attuale notevole crescita del mercato dell’illuminazione per I’orticoltura e guidata
principalmente dalle applicazioni in serra, dove viene utilizzata I'illuminazione artificiale
per compensare le variazioni della luce naturale e per aumentare la resa di produzione

lizzando solo luce artificia-
le) faranno verosimilmente
crescere in modo rilevante
il mercato dell’illuminazione
per orticoltura nel medio/
lungo termine.

che di solito &€ ombreggiato
dallo strato superiore, au-
mentando la resa.

Le applicazioni in serra

livelli di margine maggiori.
Secondo i dati degli anali-
sti, questo mercato & stato
di circa 3,1 miliardi di dollari
nel 2016 e dovrebbe rag-
giungere circa 3,8 miliardi
di dollari nel 2017.

L’attuale notevole crescita
del mercato dellilluminazio-
ne per l'orticoltura € guidato
principalmente dalle appli-
cazioni in serra, dove viene
utilizzata l'illuminazione ar-
tificiale per compensare le
variazioni della luce natura-
le e per aumentare la resa
di produzione.

La tecnologia LED sta gua-
dagnando quote di mercato
sempre maggiori, grazie a
vantaggi come per esem-
pio minori consumi e una
limitata produzione di calo-
re, che consente ai LED di
essere collocati vicino allo
strato inferiore delle piante,

Horticultural lighting market revenue ($B) g’) relce”te report di Y°r:e

2017 vs. 2022 vs. 2027 cveloppement indica che

(Source: Hortrcwltural LED Lightmg: Market, Inclustry, and Technology Trends report, Yole Développement, November 2017) gll analisti si a.Spett.anO.Che

il mercato dell’illuminazione

- a5 per orticoltura raggiunga

T quasi gli 8,6 miliardi di dol-

2 lari nel 2022 (con un CAGR

g 2 del 17,8%), ma questo &

g solo un punto di partenza.

$8.6B .

8 Secondo le stime, le fat-

+t torie interne/verticali sono

z 4 .88 destinate a espandersi dal

- 2022 al 2027, portando il

0 o . <o mercato totale a oltre 17
miliardi di dollari nel 2027.

“ Greenhouse Indoor and vertical farming Others (Including R&D) A IiveIIo dl diSpOSitiVi a LED

le opportunita di mercato

Le stime di Yole | sono di circa 100 milioni di

rappresentano comunque

Développement . :
soltanto _una parte delle | ¢ 2crescitadel | dolari nel 201_7, C|fra_ che
opportunita per questo bu- | mercato dell’il- dovrebbe raggiungere i 400
siness e, per esempio, nuo- | luminazione per | milioni di dollari nel 2022 e,

applicazioni di

ve applicazioni come I'agri-
coltura urbana (la crescita
di piante, frutta e verdura in
un ambiente confinato uti-

potenzialmente, i 700 milio-
ni di dollari nel 2027).

| player consolidati comun-
que dovranno affrontare la

orticoltura (Fonte:
Yole Développement)

Horticultural lighting supply chain

(Source: Hortcultural LED Lighting: Market, industry, and Technology Trends report. Yole Déwveloppement. Novernber 2017)
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concorrenza di start-up e
PMI, che cercheranno di
conquistare una parte del
mercato che si sviluppera
sfruttando questa crescen-
te opportunita.

In termini di dispositivi, se
attualmente i produttori di
LED stanno proponendo le
tecnologie gia in loro pos-
sesso, in futuro, una miglio-
re comprensione dell’effetto
della luce sulla crescita del-
le piante dovrebbe portare
allo sviluppo di soluzioni
appositamente concepite,
con dispositivi che emet-
tono luce con lunghezze
d’'onda calibrate su misura
per ottenere gli effetti desi-
derati sulle piante.
Attualmente, nella supply
chain si puo notare, inoltre,
la mancanza di fornitori di
moduli, e questo sia per-
ché si tratta di un segmen-
to agli inizi, sia perché il
mercato & ancora in fase di
sviluppo, ma anche perché
mancano norme e regola-
menti specifici.

Alcune aziende stanno
iniziando comunque a po-
sizionarsi come fornitori
di soluzioni, offrendo non
soltanto sistemi di illumina-
zione, ma soluzioni globali
che integrano diversi sen-
sori, come quelli per umidi-
ta e ossigeno, e il software
di gestione dei dati in modo
da aumentare ulteriormen-
te la produttivita di serre e
coltivazioni.

Nella supply chain dei sistemi di
illuminazione a LED per applica-
zioni di orticoltura si puo notare
la relativa carenza di fornitori di
moduli (Fonte: Yole Développement)



MERCATI

In generale, la
crescita del settore
dell’intelligenza
artificiale, secondo
gli analisti, e legata
sostanzialmente a tre
elementi: la riduzione
del prezzo della
potenza di calcolo,
I’aumento della
disponibilita di dati
con cui addestrare

le reti neurali e gli
sviluppi fatti nella
matematica per

il deep learning e

le reti neurali

L’evoluzione del

mercato di Vision
Processor e Ima-
ge Signal Proces-

sor (ISP) segmen-

to per hardware
e IP (Intellectual
Property) (Fonte:

Yole Développement)

FRANCEScO FERRARI

Nell'esperienza quotidiana ab-
biamo a che fare ormai piuttosto
spesso con lintelligenza artifi-
ciale (Al), per esempio con Ale-
xa, il traduttore di Google, Siri 0
anche con i sistemi di assisten-
za a frenata e parcheggio delle
autovetture. Un settore cresciu-
to sensibilmente, grazie proprio
allo sviluppo dellintelligenza
artificiale, € quello dei sistemi di
visione, per esempio, per appli-
cazioni come il riconoscimento
facciale, il tracciamento degli
occhi oppure il riconoscimen-
to dei gesti. Gli analisti di Yole
Développement stimano che il
mercato dellintelligenza artifi-
ciale passera da un miliardo di
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I sistemi di visione spingono la crescita
del mercato dell’intelligenza artificiale

dollari nel 2017 a 34 miliardi di
dollari nel 2025, con un CAGR
poco superiore al 50% e que-
sto grazie anche al contributo
sostanziale dei sistemi di visio-
ne. In generale, la crescita del
settore dellintelligenza artificia-
le, secondo gli analisti, € legata
sostanzialmente a tre elementi:
la riduzione del prezzo della
potenza di calcolo, 'aumento
della disponibilita di dati con
cui addestrare le reti neurali e
gli sviluppi fatti nella matemati-
ca per il deep learning e le reti
neurali. A questo va aggiunto
che si possono ormai utilizzare
molte tecnologie di intelligenza
artificiale direttamente nei pro-
dotti (network edge) anziché
nel cloud. In generale, prima di
poter eseguire gli algoritmi piu
strettamente legati alle tecnolo-
gie di intelligenza artificiale, oc-
corre trasformare i dati dell'im-
magine con tecniche come il
de-mosaicing, la correzione dei
colori e filtraggio tramite gli ISP
(Image Signal Processor). Suc-
cessivamente i Vision Proces-
sor possono applicare ai gruppi
di pixel le tecniche di intelligen-
za artificiale per ottenere i risul-
tati desiderati.

Le dinamiche

del mercato ISP

Gli analisti ritengono che si
passera da un mercato degli
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ISP che & ancora in una fase
di lenta crescita a un merca-
to dei Vision Processor che
crescera, invece, molto piu
velocemente. Molti produt-
tori sono stati lungimiranti e
gia da anni hanno iniziato a
muoversi in questa direzione,
tramite partnership e acquisi-
zioni, per avere le tecnologie
chiave in questo settore. Per
esempio Intel ha acquisito,
gia nel 2013, Omek Inte-
ractive e, successivamente,
Movidius e Mobileye. Tra i
trend principali per il merca-
to dellintelligenza artificiale,
oltre a quello relativo a ac-
quisizioni e partnership, c’e
un crescente interesse per le
applicazioni consumer e va
segnalata anche una relativa

facilita di accesso per entrare
nel mercato del software Al.
Per quanto riguarda Ihar-
dware, invece, le tecnologie
sono decisamente comples-
se e devono provvedere a
raccogliere dati da diversi tipi
di sensori e offrire al contem-
po elevate capacita di calcolo
e memoria. In alcuni settori,
come per esempio quello
automotive, si possono no-
tare gia esempi di sistemi di
tipo sensor fusion, mentre
nel settore delle applicazioni
consumer il mercato € anco-
rain una fase iniziale. Questo
lascia ampi margini per o svi-
luppo dell’Al anche in questa
direzione e gli esperti ritengo-
no che sara proprio questo il
prossimo passo.

L’intelligenza artificiale nelle applicazioni

voice-activated

Un nuovo report di Semico Research indica che lo sviluppo degli ASIC per applicazioni
voice-activated di intelligenza artificiale, ancora in una fase iniziale, dovrebbe aumentare con
un CAGR del 20% entro il 2021, cioé con un tasso circa doppio rispetto a quello (10,1%)
degli altri ASIC, nel periodo 2016-2021. Molte aziende, infatti, si stanno focalizzando sul-
lo sviluppo di chip hardware per aggiungere funzionalita voice-activated ai prodotti con Al,
soprattutto nel segmento consumer. Secondo gli analisti, nei prossimi anni i sistemi di in-
telligenza artificiale per il riconoscimento di pattern, il riconoscimento vocale e la traduzione
linguistica saranno implementati in quasi tutti i dispositivi e applicazioni dotati di processori,
DSP o FPGA e un certo livello di capacita di elaborazione. | tassi di crescita degli ASIC, oltre
che per applicazioni loT e di intelligenza artificiale, dovrebbero crescere piui velocemente per
i prodotti legati ad applicazioni come smart grid, ADAS, droni, wearable e infrastrutture 5G.



Arrow punta all’loT

ANTONELLA PELLEGRINI

Arrow sta lavorando per
espandere ancor piu il pro-
prio business loT con nuo-
Vi servizi e iniziative.

In quest’ottica si inquadra
lacquisizione di elnfo-
chips, azienda specializ-
zata in loT e cloud, smart
automation e gestione del
ciclo di vita del dispositivo
in mercati verticali come
retail, sanita e building au-
tomation.

Nello specifico, elnfochips
offre servizi di progettazio-
ne e servizi gestiti per tutto
cido che comporta I'Internet
of Things (loT), i cui clienti
sono OEM e societa di se-
miconduttori sparsi in tutto
il mondo e in vari segmen-
ti dellindustria high-tech.
elnfochips ha uffici di pro-
gettazione in Europa, Nord
America, India e Giappo-
ne. Da parte sua, Arrow

Con ’acquisizione
di elnfochips,
Arrow conferma
ulteriormente il suo
impegno in ambito
loT, ponendosi
quale partner verso

i propri clienti

vanta una vasta esperien-
za e offre un’estesa gam-
ma di soluzioni loT, dal
livello dei componenti fino
ai piu completi e sicuri ser-
vizi end-to-end.

La transazione elnfochips
e l'ultima di una serie di
azioni adottate da Arrow
nell'intento di diversificare
le proprie azioni per offrire
un insieme piu ampio di
servizi ai produttori di chip,
OEM, progettisti e fornitori
di servizi nel’ambito dell’e-
lettronica. Non piu sempli-
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cemente distributore di
componenti elettronici, ma
partner di elevato valore
per i propri clienti, molti dei
quali stanno esplorano le
opportunita nell’arena di-
gitale e in particolare nel
mercato loT.

Arrow, come alcuni dei
principali concorrenti, ha
infatti ampliato le proprie
attivita di distribuzione di
componenti elettronici,
puntando sulla sua attivita
digitale, con numerose ac-
quisizioni negli ultimi anni
per rafforzare il segmento.

Le strategie

La strategia della societa
sembra essere focalizzata
sulla riunificazione di tutti
gli elementi che lo rende-
rebbero un fornitore di ser-
vizi one-stop per OEM, for-
nitori di servizi di gestione
ambientale e il tutto 'am-
bito dei maker, in rapida
crescita. elnfochips ha |l
proprio headquarter a San
Jose, in California, e uffici
di progettazione in Euro-
pa, Nord America, India e
Giappone, per un totale di
circa 1.500 dipendenti a li-
vello globale.

Michael Long, presidente
e Ceo di Arrow, ha spie-
gato che l'acquisizione di
elnfochips includera, oltre
queste risorse composte
per la maggior parte di ar-
chitetti di soluzioni loT, in-
gegneri e altri esperti nello
sviluppo di software. “Eln-
fochips promuove la no-
stra strategia loT, espande
le nostre offerte e ci por-
ta al mercato dei servizi
loT in rapida crescita. Di
conseguenza, forniremo
soluzioni e tecnologie loT
connesse e complesse su
piu piattaforme cloud “, ha
affermato Long.

“Questa acquisizione ag-
giunge oltre 1.500 svi-
luppatori di soluzioni loT,
ingegneri e risorse di svi-
luppo software alla posi-
zione gia allavanguardia

di Arrow nei servizi di pro-
gettazione loT.” L’espe-
rienza e le risorse umane
di elnfochips svilupperan-
no nuovi strumenti e so-
luzioni, software integrati,
connettivita di dispositivi
mobili, sicurezza e svilup-
po di applicazioni. Arrow
potra accedere al portafo-
glio di servizi di gestione
di elnfochip, che include
I'analisi dei Big Data.
Pratul Shroff, Ceo di eln-
fochips afferma: “Arrow ci
consentira di sfruttare le
sinergie tra le nostre ca-
pacita ingegneristiche e le
offerte di trasformazione
digitale con l'eccezionale
gamma di prodotti elettro-
nici e soluzioni e le opera-
zioni digitali di Arrow.
Questa acquisizione, una
volta chiusa, ampliera le
capacita di di Arrow, com-
binando il framework loT
Snapbricks di elnfochips,
e aggiungendo 1.500 so-
luzioni loT di architetti,
ASIC e ingegneri embed-
ded e risorse di sviluppo
software di elnfochips alla
posizione gia di alto livello
di Arrow nei servizi di pro-
gettazione loT”.
elnfochips fornisce gia al-
cuni dei clienti di Arrow,
dando alle due societa
lopportunita di rafforzare
ed espandere le relazio-
ni esistenti, secondo Matt
Anderson, Chief Digital
Officer di Arrow. | princi-
pali clienti dell’azienda in-
cludono OEM, societa di
semiconduttori e fornitori
di software, tra cui Altera,
Bosch, GE, IBM, Micro-
soft, Teradyne, Toshiba,
Qualcomm, Siemens,
Synopys e Xilinx. ‘Sensor-
to-Sunset’ ¢ il portafoglio
completo di soluzioni loT,
completamente integrato,
che comprende sensori,
connettivita wireless, piat-
taforme gateway to cloud,
soluzioni di aggregazione
e visualizzazione dati, di
analisi, sicurezza e altro.
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Informazioni in tempo reale sul mondo della distribuzione elettronica sono disponibili su

elettronica-plus.it, sezione Distribuzione

Rutronik e Fischer:
cooperazione a livello
mondiale

Rutronik Elektronische e Fi-
scher Elektronik hanno stipulato
un accordo di distribuzione. D'ora
in poi, i clienti saranno in grado di
ottenere da Rutronik i prodotti della
societa tedesca specializzata in dis-
sipatori e case.

Fischer Elektronik & uno dei prin-
cipali protagonisti in Europa nella
produzione di dissipatori di calore
estrusi, di dissipatori di calore per
processori e per LED, di dissipatori
di calore a livello di scheda, di mo-
duli di raffreddamento, di accessori
per componenti elettronici, di case,
di sistemi costruttivi a 19 pollici, di
zoccoli, di connettori per PCB e
accessori, di connettori IDC, di con-
nettori D-Sub, di supporti e di com-
ponenti optoelettronici. | mercati di
riferimento per i prodotti del costrut-
tore sono le applicazioni industriali
e automobilistiche, la tecnologia
medicale, la tecnologia di misura-
zione e di controllo e la tecnologia
di illuminazione a LED. Fischer ha
sede a Liidenscheid, nella Renania
Settentrionale-Vestfalia, conta 400
dipendenti ed esporta oltre il 35%
dei prodotti che produce. La socie-
ta si impegna a offrire un supporto
tecnico che sia flessibile e compe-
tente, nella forma di consulenze
relative alle applicazioni. Inoltre, la

societa svolge attivita di sviluppo ed
effettua internamente le simulazioni
termiche.

Mouser sigla accordi
con Keysight e
SensiEdge

La linea di prodotti Keysight di-
sponibile da Mouser Electronics
comprende oscilloscopi, alimenta-
tori da banco, generatori di forme
d'onda e multimetri digitali. Dalle
alte prestazioni ai valori estremi e
larghezze di banda che vanno da
50 MHz a 200 MHz, Keysight offre
una gamma di oscilloscopi per sod-
disfare esigenze in evoluzione. Tra
questi, segnaliamo gli oscilloscopi
della serie X InfiniiVision 1000/2000

MANUFACTURER

KEYSIGHT

TECHNOLOGIES

www.mouser.com/keysight

di Keysight Technologies sono pro-
gettati per fornire una tecnologia
comprovata a livello industriale a
prezzi bassi. Questi oscilloscopi
offrono funzionalita di livello pro-
fessionale per le misurazioni con
analisi software leader del settore e
competenze accessibili.

Mouser ha poi firmato un accordo con
SensiEdge, societa che si occupa
dello sviluppo e produzione di Sen-

SiBLE, una famiglia di moduli e stru-
menti per lo sviluppo di prodotti loT.

Arrow premiata

da Infineon

Arrow Electronics e stata no-
minata da Infineon “distributore
dellanno” nella categoria ‘mag-
gior crescita di fatturato’ nellarea
EMEA. Questo riconoscimento
viene conferito ad Arrow per il rag-
giungimento del piu elevato tasso
di crescita fra i quattro maggiori
partner nella rete europea della
distribuzione di Infineon nell'anno
finanziario 2016-17.

La collaborazione tra le due societa
aveva avuto inizio fin dalla nascita
di Infineon. Da allora, la copertura
della completa gamma Infineon di
soluzioni a semiconduttori e di si-

A CURA DI
ANTONELLA PELLEGRINI

stema si & estesa all'intera Europa.
L’ampia rete Arrow di linee e team
di supporto tecnico, operando con
i clienti sulle soluzioni Infineon, ha
costituito I'elemento chiave di que-
sta stretta collaborazione.

Sul fronte de prodotti distribuiti, Ar-
row ha siglato un accordo globale di
distribuzione con Alorium Techno-
logy, fornitore di compatte soluzio-
ni di embedded computing ad alte
prestazioni per i mercati industriale
e commerciale dell'loT (Internet of
Things), le start-up tecnologiche e
la comunita dei maker.

Arrow vendera le soluzioni a base
FPGA di Alorium, incluse le schede
di sviluppo XLR8, che consente di
raggiungere nuovi livelli di pre-
stazioni e di programmabilita per i
progetti Arduino, e Sno, una scheda
Arduino-compatibile con una mag-
giore velocita di elaborazione e di
esecuzione delle applicazioni. Forte
delle competenze progettuali delle
due societa, questo accordo per-
mettera ai clienti di mettere a punto
rapidamente e a costi contenuti so-
luzioni pronte a entrare in produzio-
ne, compresi i dispositivi industriali
con temporizzazioni critiche.
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Nella foto da sinistra: SUSANNE HORN, vice president distribution &
EMS management, EMEA Infineon Technologies; JORG STRUGHOLD,
vice president sales, Arrow EMEA Components; MANFRED CHOUTKA,
senior account manager, EMEA Infineon Technologies
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DAMON DE LASZLO, presidente di Harwin (terzo da sinistra)
e DAVE DOHERTY, presidente e Coo di Digi-Key (quarto da sinistra)
con il Global Distributor of the Year Award

Harwin conferisce

a Digi-Key il “Global
Distribution Accolade”
Harwin premia Digi-Key con il Glo-
bal Distributor 2017 Award; un tra-
guardo raggiunto soprattutto grazie
allimpressionante crescita del 40%
della vendita di prodotti Harwin in
soli 12 mesi. Grazie a questo impor-
tante riconoscimento, Digi-Key svet-
ta in cima alla classifica dei distribu-
tori mondiali di connettori e minuterie
hardware per PCB con merce pronta
a magazzino.

“In questi anni abbiamo costruito
una rete molto solida con diversi
partner di distribuzione, che ha dato
la possibilita ai nostri prodotti di po-
ter essere utilizzati all'interno dei
progetti piu innovativi in tutto il mon-
do”, ha dichiarato Doug Steele, VP
of Sales presso Harwin. “Quest'anno
Digi-Key ha rappresentato per noi un
aiuto straordinario, grazie al quale
siamo stati in grado di incremen-
tare la diffusione dei nostri prodotti
e raggiungere nuovi traguardi con
le nostre soluzioni di connessione,
cablaggio, schermatura EMI e minu-
terie hardware per PCB. Per questo
siamo certi che la collaborazione
con Digi-Key, e con tutti gli altri nostri
distributori, contribuira ad incremen-
tare ulteriormente le nostre vendite
anche nel 2018".

Tom Busher, vice presidente glo-
bal IP&E di Digi-Key: “E un grande
onore per noi ricevere un riconosci-
mento cosi importante da Harwin: lo
consideriamo il risultato degli sforzi
compiuti da entrambe le aziende che
hanno permesso ai prodotti Harwin
di essere lanciati all'interno del no-
stro circuito di distribuzione globale.
Porteremo avanti la collaborazione

con Harwin anche nel 2018, certi
che riusciremo ad ottenere risultati
ancora migliori”.

Farnell element14
presenta il kit Pioneer
BLE PSoC 6 di Cypress
Farnell element14 ha annunciato
la disponibilita del kit Pioneer BLE
PSoC 6 Cypress, la soluzione di
Cypress Semiconductor che con-
sente ai progettisti di avviare le pro-
gettazioni loT di nuova generazione
utilizzando il nuovo MCU PSoC 6.
“L’MCU PSoC 6 rappresenta una
vera rivoluzione dell’loT che elimina
I'esigenza per i progettisti di sceglie-
re tra alte prestazioni e bassa poten-
za nello sviluppo di progetti loT”, ha
dichiarato Simon Meadmore, global
head of semiconductors per Premier
Farnell e Farnell element14. “PSoC
6 offre entrambe le cose, oltre alla
sicurezza richiesta dai dispositivi
loT di nuova generazione: tutti con
le note caratteristiche programmabili
del PSoC”.

L'MCU PSoC 6 risolve la sfida dei
dispositivi loT emergenti che richie-
dono elaborazione ad alte presta-
zioni e consumo energetico ridotto
senza compromessi. Questo colma
il divario esistente tra i processori
di applicazioni che richiedono una
potenza elevata e MCU single-core
a basse prestazioni, oltre a fornire
le funzioni di sicurezza essenziali
richieste dall'loT.

II kit Pioneer BLE PSoC 6 permette
ai progettisti di essere subito ope-
rativi con 'MCU PSoC 6 e riduce al
minimo il time-to-market per i dispo-
sitivi IoT. Si tratta di una piattaforma
di sviluppo di facile utilizzo compati-
bile con Arduino dotata di numero-
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se periferiche quali la tecnologia di
rilevamento capacitiva CapSense
di Cypress e la connettivita BLE.
La scheda include il controllore
EZ-PD CCG3 USB-C Cypress per
I'erogazione di potenza USB e una
schermatura aggiuntiva del display
E-ink (CY8CKIT-028-EPD) per la
prototipazione di un’ampia gamma
di diverse applicazioni loT.

Avnet Silica sigla
accordo con TrackNet
Avnet Silica, societa Avnet, ha an-
nunciato un accordo con TrackNet,
specializzata in soluzioni loT in stan-
dard LoRaWAN. L’accordo consenti-
ra ad Avnet Silica di offrire una piat-
taforma edge-to-enterprise altamente
scalabile per lo sviluppo di progetti e
applicazioni loT, basate sullo stan-
dard di comunicazione LoRaWAN e
comprendente sensori, gateway, ser-
ver di rete e servizi cloud.

L'offerta di sensori TrackNet di
Avnet Silica e costituita da disposi-
tivi conformi LoRaWAN destinati a
un’ampia gamma di dispositivi di rile-
vamento di presenza e movimento,
di sensori per porte/finestre, di appli-
cazioni per edifici intelligenti/salubri
e di piattaforme per la tracciabilita
delle risorse. | sensori possono es-
sere collegati a reti pubbliche o pri-
vate gia esistenti, conformi allo stan-
dard LoRaWAN o utilizzati nel server
di rete TrackCentral LoRaWAN di
TrackNet. Avnet Silica offrira servizi
di connettivita tramite il server di rete
TrackCentral per supportare I'imple-
mentazione di reti private dove le
reti pubbliche LoRaWAN non sono
attualmente disponibili. “L’accordo
tra Avnet Silica e TrackNet sempli-
fica l'accesso a sensori, gateway e
server di rete ottimizzat”, ha affer-
mato Hardy Schmidbauer, Ceo di
TrackNet. “Grazie all’ampio porta-
foglio di componenti, prodotti e so-
luzioni Avnet Silica i clienti aziendali
possono facilmente scalare e svilup-
pare soluzioni loT end-to-end”.
“L’accordo con TrackNet consente
ad Avnet Silica di proporre ai clien-
i tutto cio di cui hanno bisogno per
creare una rete privata LoRaWAN”,
ha affermato John Jones, direttore
innovazione Avnet Silica. “L’offerta
TrackNet rappresenta una soluzio-

ne end-to-end completa pronta per
lintegrazione e limplementazione
immediata, offrendo ai clienti un
time-to-market eccezionale”.

RS Components amplia
Pofferta di connettori e
cavi RS Pro

RS Components ha inserito nuovi
connettori nella sua offerta RS Pro
di componenti professionali, dal
prezzo competitivo. Progettati per
offrire una valida alternativa a pro-
dotti standard pil costosi, i nuovi
dispositivi di connessione RS Pro
sono adatti per diverse applicazioni,
tra cui quelle di elettronica generale,
industriali, strumentazione, di consu-
mo e medicali, inoltre sono utilizzabi-
li in ambienti difficili.

La nuova offerta di prodotti RS Pro
comprende connettori impermeabili
(IP68) dotati di robusti involucri in
plastica, disponibili nelle versioni per
montaggio su cavo e a pannello da
13, 17 e 21 mm, e connettori M8 e
M12 impermeabili ai getti d’acqua
(IP69K), adatti per I'industria alimen-
tare. Questi connettori sono dotati
di un corpo in plastica, con viteria
di accoppiamento in acciaio, e sono
resistenti ai prodotti chimici e all’olio.
La nuova offerta comprende anche:
una serie di cavi senza alogeni, che
vanno ad ampliare l'attuale gamma
di cavi di alimentazione di questo
tipo e sono adatti sia per I'ufficio che
per applicazioni industriali e connet-
tori di alimentazione c.c. bianchi,
perfetti per molte applicazioni me-
dicali e consumer. Questi connettori
da 2,1 e 2,5mm hanno una tensione
nominale di 12V/5A e sono disponi-
bili nelle versioni con capocorda a
saldare o per PCB. Nell'offerta sono
stati inseriti terminali per PCB, ma-
schio e femmina, in diversi passi,
conformi agli standard UL e VDE.
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A embedded world 2018, 4D Systems mostrera i
principali moduli di visualizzazione Gen4 HMI e il
software Workshop4 IDE. | visitatori vedranno i nuovi
prodotti rilasciati durante I'anno, tra cui IOD-09, un
modulo display miniaturizzato Wi-Fi enabled tramite un
chip ESP8266, pensato per la progettazione di oggetti
in cui vi sia la necessita di un piccolo display grafico da
integrare rapidamente ed efficacemente per visualizzare
le informazioni dai sensori wireless collegati. | moduli di
visualizzazione intelligenti Gen4 loD sono dotati di touch
resistivo e funzionalita Wi-Fi integrate per applicazioni
wireless che richiedono un’interfaccia grafica per
visualizzare informazioni dai sensori o per controllare
dispositivi e sensori utilizzando un touch screen. 4D
SYSTEMS realizza anche una serie di moduli-on-the-go
(MOTG) che forniscono connettivita Wi-Fi, Bluetooth
(BLE), RS232 o RS485 per aggiungere una serie di
opzioni di connettivita alla Gen4 Series.

Tutti i processori e i moduli della famiglia 4D sono
supportati da Workshop4, un software IDE per
Microsoft Windows. Allo stand sara presentata la
versione pil avanzata di questo ambiente di sviluppo:
Workshop4 Pro. Una caratteristica chiave del software
& I'editor Smart widget, un programma che consente

la progettazione di contatori, manopole e cursori
intelligenti. Con I'ambiente visi-Genie sono disponibili
oltre 30 diversi esempi di widget intelligenti, con un
massimo di cinque strati che possono essere costruiti in
oggetti grafici avanzati e visivamente informativi.

AM]) eccececccccccccccccccccce

HaLL 1, BooTH 360

Anche quest’anno AMD sara presente a embedded
world con le sue novita per il mercato embedded.

| visitatori potranno vedere e interagire con i nuovi
prodotti dell’azienda, destinati ai diversi segmenti
verticali, come per esempio quello del digitale signage,
medicale, thin-client, casino gaming e altri. Presso lo
stand AMD saranno presenti soluzioni di clienti basate
su diverse famiglie di prodotti, come per esempio i SoC
MD Embedded G- Series, caratterizzati da scalabilita,
flessibilita di costi ed elevate prestazioni e destinati

ad applicazioni per i segmenti Industrial control e
automation, soluzioni thin-client e soluzioni point-of
sales. A questi si aggiungono i processori della famiglia
AMD Embedded R- Series, concepita per gestire in
modo efficiente applicativi multimediali avanzati e
elevati carichi di lavoro nei segmenti del digital signage,
medical imaging e digital gaming. Per la parte grafica,
invece, saranno presenti le soluzioni GPU discrete

AMD Embedded Radeon, caratterizzate da elevate
prestazioni e ridotti consumi energetici e utilizzabili
dalle applicazioni di ultima generazione per segmenti
che richiedono una grafica ad alta definizione, nei settori
medicale, del digital gaming e aerospaziale. All’edizione
2018 di embedded world sara presente anche Mark
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Papermaster, Cto e Senior Vp Technology & Engineering
di AMD che, nel primo giorno della manifestazione,

il 27 Febbraio, terra alle 13:30 un keynote dal titolo
“L’evoluzione delle soluzioni Embedded nel mondo dei
dispositivi intelligenti”.

Analog Devices

HaLL 4A, BooTH 629

Analog Devices presentera, presso il proprio spazio
espositivo a embedded world 2018, le demo di
SmartMesh, soluzioni per realizzare reti di sensori
wireless caratterizzate da bassi consumi ed elevata
affidabilita in applicazioni loT critiche in campo
industriale. Le soluzioni SmartMesh sono state gia
testate sul campo e annoverano infatti oltre 60.000

reti implementate presso i clienti in 120 Paesi.
Laffidabilita dei dati ottenibile & superiore al 99,999%,
anche in ambienti RF difficili e, quindi, questa linea

di prodotti & particolarmente interessante per i
fornitori di soluzioni loT industriali, dato che permette
di ridurre sensibilmente le necessita di intervento

sulle reti di sensori e dei relativi sistemi di controllo,
nell’arco degli anni. All’evento di Norimberga Analog
Devices presentera inoltre LT8640S Power by Linear,

un regolatore switching step-down sincrono da 6A,

42V. Larchitettura Silent Switcher 2 permette di

ridurre le emissioni EMI/EMC e, con una frequenza di
commutazione di 2MHz, soddisfa le specifiche IEC CISPR
25, Classe 5 sui limiti di picco EMI in campo automotive,
nell’intero intervallo di carico. Per un’ulteriore riduzione
dei livelli EMI/EMC, é anche disponibile la modulazione
in frequenza spread spectrum. La modalita operativa
burst permette inoltre di ottenere consumi di corrente in
standby particolarmente contenuti.

Arrow Electronics

HaLL 4A, BooTH 340

Arrow Electronics presentera a embedded world,
nell’ambito del tema “From Sensor to Sunset”, un
completo portafoglio di soluzioni loT che comprende
sensori, connettivita wireless, piattaforme gateways

to cloud, soluzioni di aggregazione e visualizzazione
dati, di analisi, sicurezza e altro. Arrow esibira inoltre
un'ampia gamma di schede, tool di sviluppo e moduli
SoM (Systems-on-Modules) per la comunita. Arrow
introdurra anche diverse nuove schede, fra cui una
novita della gamma SmartEverything, denominata Tiger
e basata sulla MCU multi-protocollo wireless KW41 di
NXP e una nuova versione della scheda ARIS, la Edge-S3,
che supporta funzionalita piu avanzate e funzioni
display. A queste si aggiunge CYC1000, una scheda a
basso costo basata sull’FPGA PSG Cyclone 10 di Intel.
Saranno presentate inoltre numerose nuove opzioni
mezzanine 96boards e opzioni per DragonBoard 410,
con funzionalitd come una soluzione per videocamera,
estensioni Ethernet e POE, e miglioramenti in termini di
sicurezza.

27 febbraio - 1 marzo 2018
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Una di queste soluzioni a display & dovuta a Toposens,
una start-up di Monaco che ha vinto il premio Innovators
Award 2017 di Arrow per la sua tecnologia a sensori
ultrasonici 3D. Basata sui principi della localizzazione
degli echi, la tecnologia di rilevamento near-field di
Toposens consente di determinare con elevata precisione
la posizione di persone e oggetti.

AXiOMieK eececeeeecccecccccccccce
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A embedded world 2018 Axiomtek sara presente, fra
I'altro, con eBOX640-500FL, un nuovo PC embedded
con CPU di 7a Generazione, e con eBOX800-841FL, un
altro PC Embedded fanless IP67 per applicazioni critiche.
eBOX640-500-FL & un sistema IP40 fanless dotato di
due socket DIMM DDR4-2133 con un massimo di 32GB
di memoria che offre una vasta scelta di interfacce 1/0,
anche accessibili frontalmente. Il sistema dispone anche
di uno slot per schede SIM. Per le esigenze di storage,
invece, & dotato di un doppio alloggiamento per disco
rigido SATA 2.5" e una interfaccia mSATA. Il prodotto
supporta una temperatura operativa che va da -10 °C

a + 55 °C, un range di tensione da 10 a 30 VDC con
protezione dell’alimentazione e una resistenza alle
vibrazioni fino a 2G. eBOX640-500-FL & compatibile con
WIN 10 loT ed é utilizzabile come controller integrato,
server di cloud computing, applicazioni multimediali,
sicurezza, sorveglianza e automazione industriale.
eBOX800-841FL, invece, & un sistem fanless IP67
utilizzabile per applicazioni critiche compatibile con
Windows 7/10. Progettato per il funzionamento a
temperature da -30 °C a +60 °C questo sistema puod
essere installato anche a parete. Il prodotto dispone di
CPU quad-core Intel Atom E3845 (Bay Trail), supporta
fino a 8GB di RAM e diverse possibilita di storage (2.5"
SATA HDD/SSD, mSATA e CFast). Per le connessioni
sono disponibili varie interfacce /0O e 4 antenne N-jack
waterproof per utilizzo WLAN e WWAN. Tutti gli I/0
sono implementati con connettori M12 e il sistema & in
grado di sopportare vibrazioni fino a 3G.

Caﬂence 0000000000000 00OCOOOEODS
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Sara focalizzata prevalentemente sulle soluzioni per il
segmento automotive la presenza di Cadence a embedded
world 2018. Lazienda introdurra infatti una piattaforma di
rapid-prototyping per sistemi ADAS sviluppata con diversi
partner. Una seconda demo riguardera il rilevamento dei
pedoni CNN-based su una reference board ADAS. Le
complesse esigenze di verifica dei sistemi per il rilevamento
dei pedoni, insieme alle necessita di ridurre il time to
market, richiede nuove soluzioni per la validazione in
tempi brevi di questo tipo di prodotti e I'integrazione fra
hardware e software. La piattaforma di prototipazione
FPGA-based Protium S1 di Cadence risponde a questo
tipo di esigenze, cosi come a quelle di migrazione di tipo
ASIC-to-FPGA. Questa piattaforma di Cadence costituisce
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un ambiente particolarmente utile per la fase di validazione
hardware/software nelle fasi iniziali del progetto,
permettendone il funzionamento corretto fin dagli inizi.
Per il progetto dei circuiti stampati delle centraline ECU, la
metodologia di analisi Sigrity sara protagonista di un‘altra
demo che permettera di simulare e verificare i progetti per
fare in modo che siano compatibili con gli standard. Sigrity
SPEED2000, invece, sara usato per simulare un evento ESD
su un circuito stampato. Questo permettera di verificare

il comportamento dei componenti passivi, come per
esempio i diodi TVS (transient-voltage-suppression), per
dimensionare in modo corretto gli schemi di protezione.

DATA MODUL

HaLL 1, BooTH 234

A embedded world 2018 DATA MODUL AG, esporra
prodotti per soluzioni di visualizzazione embedded

e display. Anche quest’anno & prevista un'anteprima
europea. Si tratta del Beam Pro2, un sistema di
telepresenza robotica realizzato con la cooperazione tra
DATA MODUL e la societa californiana Suitable. Il sistema

& basato su un modulo COM Express con CPU Intel Core

i5 di settima generazione. DATA MODUL esporra anche
una soluzione industriale PCAP Force Touch e un pannello
touch con feedback aptico. | visitatori troveranno un’ampia
gamma di monitor, comprese soluzioni con sensori touch e
un Panel PC da 15.6" in formato portrait dotato di PCAP,
RFID, audio e scanner per codici a barre. Vista la notevole
domanda, ci sara ancora una particolare attenzione verso

i display Memory in Pixel (MiP) che sono particolarmente
adatti per visualizzare contenuti relativamente statici, come
per esempio prezzi (ESL), Pol, PoS, oppure per |'uso in
dispositivi wearable e nei sistemi informativi di locali aperti
al pubblico e ambulatori. Saranno presenti a embedded
world anche le schede controller della serie eMotion per
display ad alta risoluzione 4K. DATA MODUL esporra anche
le piu recenti novita di Ortustech, come i display TFT da 5"
ad alta risoluzione per applicazioni portatili e automotive.
Dotati della tecnologia Blanview 2, tutti i pannelli di questo
produttore giapponese sono particolarmente resistenti

alla luce solare e possono essere letti anche alla luce solare
diretta.

Evidence

HALL 4, BooTH 545

Anche quest’anno Evidence sara espositrice a embedded
world. Tra le novita che saranno presentate in fiera ci
saranno gli ultimi sviluppi del sistema operativo real-
time Automotive ERIKA Enterprise. Saranno presentate
configurazioni single core e multicore per piattaforme
come Tricore AURIX, RH850, Cortex A, Cortex M, Kalray
MPPA. Saranno presenti, inoltre, sistemi multi-OS che
includono sia ERIKA Enterprise che Linux, su piattaforme
x86 e ARM (su Xilinx Ultrascale+ e NVidia Drive PX2),
risultati dei progetti europei HERCULES e RETINA.
Evidence, partner del progetto europeo AXIOM, presentera
anche una configurazione cluster realizzata in collaborazione
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con SECO e altri partner, capace di distribuire applicazioni
su piu nodi interconnessi da un link veloce a 17 Gb/s
implementato sulla “Axiom board” con a bordo FPGA
Xilinx Ultrascale+. Evidence ha implementato anche varie
versioni personalizzate di stack per dispositivi loT, come
per esempio i sensori di Taggalo, a partire dal firmware

dei nodi, dei gateway loT, fino ad arrivare al software in
esecuzione su server cloud. Oltre allo sviluppo applicazioni
model-based con generazione di codice, Saranno presentati
anche i servizi avanzati di Evidence per la personalizzazione
e |'ottimizzazione di sistemi Linux embedded, come per
esempio sviluppo di Device Drivers, patch allo scheduler
Linux, ottimizzazione dei tempi di boot (come per esempio
la possibilita di effettuare un boot di una applicazione
completa Qt in meno di 4 secondi su di un iMX6).

Kﬂml'(m 0000000000000 00000000
HALL 1, BooTH 478

A questa edizione dell’evento dedicato all’'embedded,
Kontron sara presente con Computer-on-Modules,
computer embedded e server per loT, Fog e cloud
computing. Kontron presentera infatti I'erede della
piattaforma di valutazione Cube, un server embedded
basato su un processore Intel Xeon e caratterizzato da

Nuremberg, Germany 27 febbraio - 1 marzo 2018
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un design compatto, con capacita di storage estese e
ottimizzato dal punto di vista dei costi. Questo prodotto
é destinato ad applicazioni di Edge e Fog computing.
Una delle novita piu interessanti sara la demo di uno starter
kit per Fog Computing con una scheda di rete TSN (Time
Sensitive Networking -IEEE 802.1) e OPC UA publisher.

Le specifiche TSN sono particolarmente interessanti in
ambienti industriali per applicazioni come il controllo delle
macchine visto che possono aiutare a sostituire i sistemi
fieldbus e comunicare con il livello IT, rendendo possibile
I'lloT e I'Industry 4.0 basato su protocollo standard
Ethernet. FusionClient e FlatClient, invece, sono due
famiglie di prodotti HMI di Kontron che rispondono alle
esigenze di interfacciamento tramite sistemi visivi e touch
per il controllo delle macchine in ambienti industriali per

la produzione. Entrambe le famiglie di prodotti, dotate di
processori Intel Core i7, saranno esposte presso lo stand di
Kontron. Un'altra novita che sara presentata in occasione
dell’evento di Norimberga é costituita da un modulo

con fattore di forma Q7, gia disponibile con form factor
SMARC 2.0 e dotato di processori NXP i.MX e Intel Atom,
che facilitera la migrazione dagli altri formati.

Men Mikro EleK(ronik e eeeeececocceee

HALL 1, BooTH 406

Tra i prodotti presenti allo stand Men Mikro di embedded
world sara particolarmente interessante la scheda G40A,
qualificata per ambienti difficili e predisposta per la
virtualizzazione. G40A & essenzialmente una piattaforma
CPU multicore low power ad alte prestazioni basata su un
processore ARM Cortex A72. Fisicamente si presenta come
un modulo SBC con fattore di forma CompactPClI Serial
(cPCl Serial) dotato di una CPU quad core a 64 bit, bus PCI
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Express, interfacce USB 3.0 e SATA, memoria DDR4 (fino

a 8 GB) di tipo ECC. Per la connettivita spicca la presenza
di tre porte Gigabit Ethernet sul pannello (con connettori
M12) e la possibilita di disporre di otto porte Gigabit
Ethernet su backplane. La piattaforma é full-virtualization
ready sia per la memoria che per I'l/O e supporta il
sistema operativo Linux. La disponibilita & prevista per 15
anni. Il G40A é predisposta per I'uso in ambienti difficili,
rendendola una soluzione particolarmente interessante nei
casi in cui sono necessari spazi ridotti, ma funzionalita di
elaborazione elevate, come per esempio per applicazioni
ferroviarie, industriali o per veicoli pesanti. I| BMC (board
management controller) proprietario della scheda controlla
parametri come per esmepio tensioni, temperatura e
fornisce un watchdog configurabile dall’'utente, rendendo
G40A un prodotto gia pronto per le applicazioni in cui &
richiesta la sicurezza funzionale.

Renesas Electronics

HaLL 1, BooTH 310

Presso lo stand di Renesas Electronics a embedded world
2018 sara possibile vedere il nuovo Solution Kit RZ/N1,

in grado di supportare varie applicazioni di reti industriali
da controllori logici programmabili (PLC), interruttori di
rete intelligenti, gateway, terminali operatore e soluzioni
1/0O remote. Si tratta di un pacchetto completo di sviluppo
che include hardware e software per consentire una
prototipazione piu rapida dei principali protocolli Ethernet
industriali, tra i quali EtherCAT, EtherNet/IP, ETHERNET
Powerlink, PROFINET, Sercos e CANopen, accelerando
cosi lo sviluppo. Il kit comprende una scheda di sviluppo
CPU basata sulla MPU RZ/N1S. Inoltre, un pacchetto
software completo include tutti i driver e i middleware
necessari, protocolli di rete d'esempio, U-Boot e BSP
basato su Linux , un esclusivo software di comunicazione
tra processori, e uno strumento PinMuxing in grado di
generare header file C che rimuovono la complessita di
configurazione dei pin. Il nuovo Solution Kit consente

la valutazione di CODESYS, uno dei principali sistemi di
sviluppo IEC 61131-3 indipendente dall’'hardware per la
programmazione e la creazione di applicazioni controller.
Gli sviluppatori possono usare il sistema operativo
ThreadX per il sottosistema delle applicazioni, oltre a
Linux che & gia supportato dall’'RZ/N1. Cid consente allo
sviluppatore del sistema di scegliere un sistema operativo
in base ai requisiti specifici dell’applicazione. Entrambe

le opzioni di sistema operativo supportano i principali
protocolli industriali Ethernet che sono stati implementati
sull'RZ/N1.

Rutronik

HaLL 3A, BootH 317 E 400

Rutronik si focalizzera a embedded world 2018 su

loT, sicurezza e sensori. Presso i due stand i visitatori
vedranno, per la parte Rutronik Embedded, dei concept
di sistemi che spazieranno dai networked sensor hub

ai gateway e alle soluzioni enterprise. In particolare
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saranno evidenziate le caratteristiche di affidabilita

e disponibilita a lungo termine di display, storage
media e schede embedded. Saranno esposti prodotti
per i settori medicale, trasporti, digital signage e per
applicazioni industriali. Per la parte Rutronik Smart,
invece, saranno esposte le soluzioni wireless altamente
integrate, semiconduttori speciali high-security,
tecnologie per sensori e servizi cloud.

Lobbiettivo & quello di semplificare e rendere efficiente
la realizzazione per il mercato di massa di dispositivi
loT per i consumatori finali. Sara dedicata, inoltre,
un’attenzione particolare al tema della gestione delle
Smart Embedded Battery, con la presentazione da
parte di Rutronik di diverse soluzioni per i vari sistemi
come le batterie Lithium-ion, Ultra Caps, sistemi

di storage ibridi, ma anche algoritmi per il battery
modeling e metodi di diagnostica per le batterie.
Saranno esposti, fra I'altro, sensori ottici per

il riconoscimento facciale e misurazione delle
distanze,display TFT industriali e OLED a matrice passiva
per applicazioni specifiche. A questi si aggiungeranno
demo board, sistemi di videocamere 3D e minicomputer
di nuova generazione, ma anche memorie Flash e
dispositivi per smart home e sicurezza.

SEC(’ 00000000000 0COCEOGEOGEOGEOSGSEOSGEOSOSOOONO

HALL 1, BooTH 441 (STAND PRINCIPALE SECO)
HALL 4, BooTH 539 (sTaND SECO LAB, BUSINESS UNIT)

SECO sara presente alla manifestazione di Norimberga
con diverse novita. Per le soluzioni basate su tecnologia
Intel, saranno presenti moduli COM Express con Intel
Core di 8a generazione (Coffee Lake) e COM Express
Compact con Intel Core di 7a generazione (Kaby
Lake-U). A questi si aggiungeranno le soluzioni basate
sui processori Intel Atom E39xx, Celeron N3350 e
Pentium N4200 fra cui SM-B69, un modulo SMARC

Rel. 2.0 ad alte prestazioni e un SBC x86 in formato
embedded NUC per HMI, dispositivi multimediali, lloT e
automazione industriale.

Un'altra novita sara COMe-B75-CTé6, un modulo COM
Express 3.0 di tipo 6 con SoC AMD Embedded V1000
& R1000, che usa fino a 4 core x86 di tipo “Zen"

con scheda grafica Radeon di ultima generazione

e controller 1/0 su un singolo chip, utilizzabile per
dispositivi medicali, digital signage, infotainment

e gaming.

SM-C12, un modulo SMARC Rel. 2.0 con processori NXP
i.MX 8M, & una soluzione scalabile progettata da SECO
per domotica, trasporti, digital signage e vending. Sara
inoltre presentato un nuovo modulo Qseven basato su
NXP i.MX 8M. Fra le soluzioni dotate di tecnologia NXP,
un’altra novita sara il gateway loT basato su processore
NXP i.MX 6SoloX. Presso lo stand sara inoltre in
esposizione SM-B71, un modulo SMARC Rel 2.0 con
Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC. Fra le novita anche
due nuove carrier board, una per moduli COM Express
Type 6 su form factor 3.5", per il digital signage, e una
per moduli SMARC. Presso lo stand SECO Lab ci sara
anche UDOO, la linea di Mini PC Open Source Arduino-
powered.

Nuremberg, Germany 27 febbraio - 1 marzo 2018

embeddedworidzois

Exhibition&Conference

... it"s a smarter world

Texas Intruments

HaLL 3A, BooTH 129

Texas Instruments (Tl) presentera a questa edizione

di embedded world diverse innovazioni, in settori

che spaziano da quello industriale all’automotive, che
aiuteranno le aziende nel “Designing Tomorrow”. Il

booth di Tl si concentrera su quattro diversi settori di
applicazione, proponendo una gamma di tecnologie
rispettivamente per Smart Car, Smart Building, Smart
Factory e Smart City. Per I'area "Tomorrow's car” saranno
presenti i sensori mmWave di Tl per people counting-radar
imaging (un sistema di assistenza alla guida avanzato),

una prospettiva sulla tecnologia in arrivo e una soluzione
wireless charging per veicoli elettrici. Nell’area “Tomorrow’s
building”, invece, i visitatori troveranno, fra I'altro, un
keypad resistente ai liquidi caratterizzato da un Ingress
Protection levels IPX5. “Tomorrow’s factory”, invece & il
nome dell’area dedicata all'industry 4.0 che rende possibili
tecnologie come le soluzioni level sensing mmWave

di Tl, che dimostrano come i liquidi in un serbatoio
industriale possano essere misurati con accuratezza in

mm, cosi come tecnologie di riconoscimento gestuale

e il networking industriale della prossima generazione.
Nell’area “Tomorrow’s city” ci saranno i microcontrollori
MSP430FR6047, presentati recentemente, con ultrasonic
sensing integrati per smart water meters.

VIA Technologies

HALL 2, BooTH 551

VIA Technologies, durante il prossimo embedded world
2018, presentera diverse novita fra cui il modulo VIA
SOM-9X20 con processore Qualcomm Snapdragon

820. Si tratta di un modulo dal design compatto che
sfrutta le prestazioni e il basso consumo energetico

del processore Snapdragon 820. Questa piattaforma

& in grado di accelerare lo sviluppo di soluzioni loT e

di applicazioni industriali come per esempio sistemi

HMI e digital signage, soluzioni di video sorveglianza

e video conferenza. Oltre al modulo VIA SOM-9X20
saranno presentati una serie di prodotti per lo sviluppo
di soluzioni HMI e loT per il trasporto intelligente e le
smart city. Per le smart home sara presentato il router
gateway per sistemi loT domestici VIA Alegro 100.
Certificato OCF (Open Connectivity Foundation), questo
router supporta tutti gli standard wireless piu diffusi e
garantisce una comunicazione stabile tra tutti i dispositivi
collegati. VIA ALTA DS 4K, invece, & una soluzione
digital signage per Android altamente personalizzabile e
adatta a numerose applicazioni multimediali interattive
in ambito retail come per esempio chioschi informativi,
sistemi di pagamento POS, contatori ingresso/uscita e
installazioni digital signage.

Progettato specificamente per applicazioni Enterprise
loT e M2M che richiedono prestazioni affidabili a basso
consumo energetico, VIA ArtiGo A600 & un sistema
fanless dal design particolarmente compatto con una
sezione I/O dotata di numerose funzionalita e in grado di
ridurre i tempi di sviluppo per i progetti loT.

EONews n. 615 * FEBBRAIO * 2018



http://i.mx/
http://i.mx/
http://i.mx/

16

ATTUALITA

1QD Frequency Products entra

a far parte del gruppo Wiirth
Elektronik

QD Frequency Products, con sede
a Crewkerne (Regno Unito), en-
tra a far parte del gruppo Wiirth
Elektronik, ampliando il portafo-
glio di componenti passivi con
una intera gamma di cristalli al
quarzo e oscillatori. 1QD, uno
dei produttori leader in Europa
di componenti generatori di fre-
quenza, é attiva in 80 Paesi. IQD
sviluppa, produce e vende cris-
talli al quarzo, oscillatori, VCXO,
TCXO, OCX0O, OCXO sincroniz-
zati a GPS ed anche oscillatori al
rubidio, offrendo inoltre soluzio-
ni personalizzate su specifica del
cliente. | prodotti della IQD sono
specifici per applicazioni nel set-
tore industriale, delle comunica-
zioni, consumer, automobilistico,
aeronautico e medico.

Questa acquisizione permettera
alla compagnia di poter fare ul-
teriori grossi investimenti nello
sviluppo di tecnologie e prodotti,
che, in combinazione con il ser-
vizio e lo straordinario valore
aggiunto, assicura sempre mag-
giori vantaggi e sicurezza alla
clientela, all’azienda e ai suoi di-
pendenti.

Inaugurato il nuovo Centro di
Innovazione Jabil Blue Sky Italia
Jabhil ha inaugurato lo stabilimen-
to italiano della societa a Mar-

cianise, in Campania, il nuovo
Centro di Innovazione Jabhil Blue
Sky Italia.

Per soddisfare i bisogni dei clien-
ti che operano in un mondo sem-
pre piu digitale, Jabil Blue Sky
Italia permettera di aumentare la
collaborazione con i propri clienti
e partner per lo sviluppo di soluz-
ioni innovative e competitive,
dall’ideazione, prototipazione,
sino alla produzione su scala in-
dustriale. Grazie alle competenze
tecnologiche presenti nel Blue
Sky, Jabil Italia potra espandere
la value proposition attraverso
tutta la catena del valore, forn-
endo ai propri clienti un servizio
di eccellenza, supportandoli
dall’idea sino alla realizzazione
del prodotto.

All’interno dei 3.500 mq del Cen-
tro di Innovazione sara possibile
osservare e sperimentare dal vivo
le competenze all’avanguardia di
Jabil a livello globale, fra cui la
fotonica, per cui la sede italiana
rappresenta il centro di compe-
tenza mondiale per il Gruppo, il
reverse engineering, I’e-Mobility,
le soluzioni di test per la proto-
tipazione, I'lIndustria 4.0 e molto
altro ancora.
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Mil-aerospace:
il punto della situazione

A CURA DELLA REDAZIONE

EONEWS: Dal suo punto
di vista, come sta andan-
do il mercato?

MUNNS: Osservando il
mercato “dall’alto”, le azien-
de del settore Difesa e Ae-
rospazio continuano a dover
far fronte a molti problemi:
riduzioni della spesa gover-
nativa hanno comportato
tagli al budget di nuovi im-
portanti programmi militari
ed & stata data piu impor-
tanza ad attivita di retrofit e
potenziamento per ammo-
dernare sistemi preesistenti
e prolungarne la durata. La
pressione politica esercitata
dallattuale Presidente degli
Stati potrebbe far si che i
membri della NATO aumen-
tino i fondi stanziati nei pros-
simi anni ma questo sara
probabilmente un processo
graduale. A breve termine
possono presentarsi oppor-
tunita di crescita da sfrutta-
re utilizzando la tecnologia
nelle aree dell'intelligenza
artificiale, della sicurezza
informatica e dei sistemi au-
tonomi oltre le tradizionali at-
tivita militari per raggiungere
mercati paralleli. Per quanto
riguarda le apparecchiature,
le pressioni sui costi con-
tinuano a creare tensione
fra lapproccio tradizionale
consistente nel costruire il
migliore sistema possibile
e quello che favorisce il cri-
terio ‘buono quanto basta’,
mentre al contempo i cicli di
sviluppo del prodotto stan-
no riducendo la pressione
a cui sono soggetti i reparti
di progettazione. Per quanto
concerne i circuiti integra-
ti, la domanda ¢ in crescita
costante poiché continua ad
aumentare la quantita di cir-
cuiti integrati necessari in si-
stemi sempre piu complessi.

Intervista a Steve Munns,

Aerospace & Defense Product
Marketing, Analog Devices’

Power hy Linear Group

STEVE MUNNS

EONEWS: Per poter cre-
scere e incrementare il
business, sono state in-
trodotte nuove strategie
di mercato?

MUNNS: Come ¢ noto, Li-
near Technology € ora a
tutti gli effetti una divisione
di Analog Devices, Power
by Linear, e questo ha
aumentato  notevolmente
la nostra gamma di pro-
dotti e quindi la possibili-
ta di sviluppare soluzioni
innovative. Come ho gia
accennato, questa fusione
viene attuata in un momen-
to in cui i cicli di sviluppo
delle aziende operanti nel
settore Difesa e Aerospa-
zio sono in una fase di ri-
duzione mentre cresce
limportanza di soluzioni
anziché di prodotti indivi-
duali. Le tecnologie € le ri-
sorse tecniche dell’azienda
complessiva assicureranno
una base solidissima per la
crescita continua in questo
segmento.

EONEWS: Quali sono i
prodotti piu interessanti
e innovativi della vostra
offerta?

MUNNS: Dimensioni,
peso e potenza sono cri-
teri molto importanti per
il settore Difesa e Aero-
spazio e la tecnologia del
packaging sta svolgendo
un ruolo veramente cru-
ciale nel consentire la ridu-
zione dellingombro delle
apparecchiature, al tempo
stesso aumentandone le
prestazioni. Analog Devi-
ces sviluppa moduli basati
su una tecnologia molto
interessante per dispositi-
vi di alimentazione e della
catena del segnale, che
semplifica la progettazione
e mette in grado di aumen-
tare la densita funzionale;
due esempi: 'ADAQ7980,
un sottosistema di acqui-
sizione dati integrato da 1
Ms/s a 16 bit e 'LTM4623,
un regolatore CC/CC in di-
scesa da 3A e 20 Vin ultra-
sottile. | prodotti nuovi che
potrebbero essere men-
zionati sono troppi, ma i
seguenti sono alcuni dispo-
sitivi interessanti che pre-
sentano prestazioni finora
non ottenibili: I’ADXL356,
un accelerometro micro-
elettromeccanico a 3 assi
e bassa potenza, bassa
deriva e basso rumore;
'LT8640S, un regolatore
Silent Switcher 2 in discesa
sincrono da 42V e 6A con
corrente di quiescenza pari
a 2,5 pA e 'RT2378-20, un
convertitore A/D SAR da
1 Ms/s e 20 bit, tollerante
delle radiazioni e qualifi-
cato per applicazioni spa-
ziali. Ulteriori informazioni
sui prodotti sono diponibili
ai seguenti link: ADAP7980.
LTM4623,ADXL356, LT8640S,
RT2378-20.
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Quell’imprescindibile
bisogno di sicurezza

Mercato Software

Massimo GiusSsANI

Furti, frodi, spionaggio e at-
tivita illecite di ogni genere
sono sempre piu frequente-
mente perpretate per mez-
zo di computer connessi in
rete; con la crescente diffu-
sione dei crimini informatici
cresce anche il bisogno da
parte dei fornitori di servizi,
delle aziende e degli utenti
di proteggersi dall’accesso
non autorizzato ai dati. La
cifratura e decifratura delle
informazioni  rappresenta
oggigiorno  un’imprescin-
dibile necessita per la loro
protezione in locale, nel
cloud e durante il transito
da un sistema all’altro. A
questa naturale ed endoge-
na esigenza di protezione
si affianca un’imposizione
normativa dettata dal legi-
slatore o dagli standard di
sicurezza di settori specifi-
ci, come quello sanitario e
bancario. Tutto questo non
fa che contribuire ad ali-
mentare un mercato, quel-
lo del software di cifratura,
con ritmi sempre piu soste-
nuti.

Uno studio di Zion Mar-
ket Research, “Encryption
Software Market by De-
ployment Type (Cloud and
on-Premise) for Encryption
for Data-at-Rest, Full Disc
Encryption, and Other Ap-
plications: Global Industry
Perspective, Comprehensi-
ve Analysis, and Forecast,
2015 — 20217, ha fissato in
2,20 miliardi di dollari la di-
mensione globale del mer-
cato del software di cifratu-
ra nel 2015 ed ha previsto
che con un Cagr del 21,7%
(tra 2016 e 2021) si arrive-
ra a quota 7,17 miliardi di
dollari nel 2021. Una piu
recente ricerca pubblicata
da MarketsandMarkets,
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Fonte dei dati: MarketsandMarkets.

“Encryption Software Mar-
ket by Component (Solu-
tion and Services), Applica-
tion (Disk Encryption, File/
Folder Encryption, Com-
munication Encryption,
and Cloud Encryption),
Deployment Type, Organi-
zation Size, Vertical, and
Region — Global Forecast
to 2022”, fornisce una qua-
dro ancora piu roseo, con
un mercato 2017 stimato in
3,87 miliardi di dollari e un
tasso annuale di crescita
composta del 27,4% fino al
2022. La previsione per il
2022 diventa cosi di 12,96
miliardi di dollari.

| motivi di una crescita cosi
sostenuta sono da ricercar-
si innanzitutto nelle restritti-
ve imposizioni legislative in
tema di protezione dati e in
secondo luogo dalla impre-
scindibile necessita di pre-
servare attivita e servizi di
importanza critica. La diffu-
sione del software di cifra-
tura tra le aziende & desti-
nata ad aumentare, sempre
secondo questo studio,
spinta dalla crescente do-
manda di servizi Cloud e di
virtualizzazione e dal trend
BYOD (Bring Your Own

Fonte:
MarketsandMarkets

Device). La fetta maggio-
re del mercato € associata
alle applicazioni di cifratura
dei dischi fissi; i segmenti
delle telecomunicazioni e
IT sono invece quelli per i
quali si prevede il piu alto
tasso di crescita, complice
il fatto che si tratta dei set-
tori maggiormente espo-
sti agli attacchi da parte di
hacker. Questo trend viene
ripreso anche da un altro
report, pubblicato sempre
da MarketsandMarkets,
che si focalizza sul solo
mercato di cifratura per il
Cloud: “Cloud Encryption
Market by Component (So-
lution and Service), Service
Model (Infrastructure-as-
a-Service, Software-as-a-
Service, and Platform-as-
a-Service),  Organization
Size, Vertical, and Region
— Global Forecast to 2022”.
Le dimensioni di questo
mercato sarebbero destina-
te a passare dai 645,5 mi-
lioni di dollari di quest’anno
a oltre 2,4 miliardi di dollari
nel 2022, con un tasso di
crescita annuale composta
di ben il 30,1%. Il modello
di servizio maggiormen-
te adottato sara quello di

L’aumento dei reati
informaticie la
crescente necessita
di trasmettere e
condividere dati
sensibili fanno volare
il mercato dei sistemi
di cifratura

Infrastructure-as-a-Service
(laaS): le aziende affittano
linfrastruttura nel Cloud e
utilizzano servizi di cifratu-
ra per eseguire in sicurezza
tutta una serie di funzioni
critiche per la propria attivi-
ta. In particolare, come gia
evidenziato nello studio piu
generale, le verticali IT e te-
lecomunicazioni esibiscono
una forte domanda di appli-
cazioni di cifratura proprio
perché fanno ampio uso di
servizi Cloud.

Anche Transparency Mar-
ket Research (TMR) ha
pubblicato uno studio relati-
vo al mercato della cifratu-
ra nel Cloud che si spinge
fino al 2025, anno in cui si
stima verranno fatturati 2,9
miliardi di dollari, e secondo
il quale 'espansione proce-
dera con un Cagr del 21,5%
da qui alla fine dell'intervallo
di previsione. Si conferma
la prevalenza di laaS come
modello di servizio e si evi-
denzia inoltre il contributo di
SaaS (Software as a Servi-
ce) allirrobustimento della
domanda di applicazioni di
cifratura per il Cloud, spe-
cialmente nelle economie
piu sviluppate. Lo studio rile-
va inoltre come la crescente
adozione di architetture e
tecnologie avanzate di me-
morizzazione da parte del-
le piccole e medie imprese
(specialmente in Cina, India
e Giappone) stia portando a
una sempre piu estesa pe-
netrazione delle applicazio-
ni di cifratura per il Cloud.
| settori a maggior trazione
sono quelli della sanita e
quelli bancari, finanziari e
delle assicurazioni.
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Mobile Industrial Robots

spicca il volo

A CURA DELLA REDAZIONE

Quando il management di
Mobile Industrial Robots
(MiR) ha definito il budget
aziendale per il 2017, ha
puntato alle stelle. L’obiettivo
era triplicare il fatturato, un
traguardo ambizioso annun-
ciato ai dipendenti e al pub-
blico. Oggi, con la conferma
degli ultimi ordini di dicem-
bre, il bersaglio & stato cen-
trato in pieno. Thomas Visti,
amministratore delegato di
MiR, afferma: “Naturalmen-
te si tratta di saper leggere
il mercato e analizzarne dli
sviluppi, e nel 2016 si erano
effettivamente  manifestate
alcune tendenze positive.
Tuttavia avevamo puntato
davvero molto in alto, anche
piu in alto del traguardo che
eravamo certi di poter rag-
giungere. Era dunque indi-
spensabile avere un piano
preciso da applicare nello
sviluppo, nella produzione e
nelle vendite. Dico sempre,
un po’ sfacciatamente, che
per realizzare cio che faccia-
mo in tre mesi da MiR, alle
altre aziende servono tre
anni. La velocita della nostra
crescita, come organizzazio-
ne e come fatturato, parla
chiaro”. E prosegue Thomas
Visti “La crescita nel 2017 &
stata stimolata principalmen-
te dagli ordini di aziende in-
ternazionali che, dopo aver
testato e analizzato le pos-
sibilita produttive di MiR100
e MiR200, hanno emesso
ordini per flotte piu grandi di
robot mobili. A livello globa-
le, oggi siamo l'azienda con
il maggior numero di robot
in giro per il mondo®. Questa
posizione dominante € con-
fermata dallesperto ameri-
cano di robotica Frank Tobe,
di ROBO Gilobal LLC. “La
rapida ascesa di MiR & pa-
rallela a un’altra tendenza:

Una rapida espansione,

quella di Mobile Industrial
Robots, grazie a una strategia
di impresa che é stata talmente
efficace da raggiungere

un fatturato di 10 milioni

di euro nel 2017. E per il 2018,
MiR punta a 27 milioni di euro:
con I’assunzione di 50 nuovi
dipendenti

THOMAS VISTI,
amministratore delegato di MiR

Faumento delle imprese che
utilizzano dispositivi  mobili
point-to-point invece di affi-
dare attivita di messaggisti-
ca e trasporto ai dipendenti.
Non ¢ stata solo MiR a cre-
scere in modo significativo,
molti altri fornitori hanno rag-
giunto vendite ben al di sopra
delle aspettative. Tuttavia,
lespansione di MiR & stata
sospinta anche dalla vera e
propria rete globale di distri-
butori/integratori sviluppata e
collaudata da Thomas Visti
per Universal Robots. Cio
ha consentito a MiR di pas-
sare da una rete di vendita
composta da distributori che
si fidano di MiR e della quali-
ta dei suo prodotti, ad azien-
de sparse in tutto il mondo.
MiR ha occupato un mercato

di nicchia formato da azien-
de che desiderano effettuare
consegne locali allinterno
delle loro strutture attraverso
soluzioni robotizzate mobili”,
afferma Frank Tobe.

Verso Stati Uniti

e Europa meridionale
Mobile Industrial Robots si
sta impegnando a perfezio-
nare l'efficienza dei processi
e della logistica della propria
produzione di robotica. L’a-
zienda sta raddoppiando le
dimensioni del suo quartier
generale a Odense e nel
2017, sempre a Odense, ha
inaugurato un grande centro
di collaudo e training. L'am-
bizioso obiettivo di crescita
di MiR richiede piu dipen-
denti e piu spazio. Il perso-
nale € piu che raddoppiato
nel 2017, passando da 27
a 60 dipendenti, e nel 2018
si aggiungeranno altre 50
unita. Solo in Nord America,
MIR sta investendo in modo
massiccio per far fronte alla
forte domanda del settore.
All'inizio del 2018, l'azienda
aprira un nuovo ufficio a San
Diego per supportare an-
cora meglio i distributori e i
clienti della West Coast. “Nel
2018 il numero di dipenden-
ti negli Stati Uniti sara piu
che raddoppiato. Prevedia-
mo di assumere sei perso-
ne nellambito delle vendite
e dellassistenza tecnica.
Abbiamo fondato la nostra
prima sede internazionale a
New York nel 2016 e oggi i
clienti americani stanno dav-
vero iniziando ad apprezza-
re i vantaggi della logistica
interna automatizzata con i
robot mobili autonomi,” spie-
ga Thomas Visti. Nel 2017, il
25% delle consegne di MiR
e stato destinato agli USA,
mentre il mercato tedesco
ha rappresentato il 20% e la
Cina il 15%. In Europa me-
ridionale, MiR ha realizzato
il 18% delle sue vendite e
ha aperto una sede locale
a Barcellona. Molte aziende
internazionali stanno inizian-

do a utilizzare i robot MiR
in Spagna, ltalia e Francia,
per poi introdurli in seguito
nei loro stabilimenti in altri
Paesi. Inoltre, MiR assume-
ra altre persone nellambito
delle vendite e del supporto
tecnico in Francia, Italia e
Spagna in modo da fornire
un maggior numero di ser-
vizi locali ai clienti finali e ai
distributori.

Tra i clienti di MiR si anno-
verano multinazionali come
Honeywell, Kamstrup, Ai-
rbus, Flex e molte altre.
Per incrementare lo svi-
luppo del mercato Italiano
e consolidare il marchio
nel nostro Paese, MiR si
appoggia a tre importanti
distributori particolarmente
attivi nel settore della robo-
tica: Alumotion, K.L.A.IN
robotics e LeanProducts.

Un grande potenziale

In generale, il settore della
robotica in Italia & in forte
crescita, secondo i dati ela-
borati dal Centro studi e cul-
tura d'impresa di Ucimu: dal
1990 ad oggi la produzione
e raddoppiata e il “consumo”
triplicato. Il trend conferma
lincremento della diffusione
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di sistemi ad alta innovazio-
ne nellindustria manifattu-
riera del Paese, alla quale &
destinato circa il 70% della
produzione nazionale del
comparto robotica. L’ltalia
e, ad oggi, tra i Paesi che
utilizzano  maggiormente
tecnologie  automatizzate
nellindustria. Si contano in
media 160 robot industriali
ogni 10.000 dipendenti (1
ogni 62,5 operai) nellindu-
stria manifatturiera, rispetto
ai 150 della Spagna e ai
127 della Francia. L'ltalia,
inoltre, risulta seconda in
Europa nel mercato della
robotica, con una quota di
vendita di robot industriali
del 2,6%, preceduta solo
dalla Germania. In ambito
logistico, secondo la Inter-
national Federation of Ro-
botics (IFR), il numero di
robot di servizio venduti nel
2016 € aumentato di oltre il
30% rispetto all’anno prece-
dente. MiR sta investendo
fortemente nello sviluppo di
prodotto e nellorganizzazio-
ne per consolidare la sua
posizione di leader di merca-
to. Il settore dei robot mobili
€ ancora in fase embrionale
e si prevede che esplodera

entro 1-2 anni, quando sem-
pre piu aziende scopriranno
la possibilita di utilizzare i
robot mobili per automatiz-
zare il trasporto interno. MiR
si sta preparando a essere
pienamente pronta a coglie-
re lopportunita di guidare
il mercato, non appena si
verifichera il boom vero e
proprio. Un fattore significa-
tivo dei progressi di MiR nel
2017 ¢ stato il lancio prima-
verile del potente MiR200. I
robot puo sollevare 200 kg,
trainare 500 kg, € omologato
ESD e certificato per I'utiliz-
zo in cleanroom. “ll modello
MiR200 e stato accolto molto
bene e rappresenta la quota
principale delle nostre vendi-
te. Il prodotto soddisfa chiare
esigenze del mercato e au-
menta il numero delle poten-
ziali applicazioni. Abbiamo
inoltre lanciato una nuova
interfaccia  estremamente
user-friendly per i nostri ro-
bot, semplice da utilizzare
anche per i dipendenti sen-
za esperienza di program-
mazione. In questo modo i
nostri clienti possono imple-
mentare e utilizzare i robot in
modo ancora piu semplice,”
afferma Thomas Visti.

s

Swissbit espande

lo stabilimento di Berlino
Swisshit ha annunciato
I’espansione del suo stabili-
mento di produzione a Berlino,
in Germania, aprira la strada
per triplicare le attuali capacita
produttive. Per soddisfare la
crescente domanda di prodot-
ti Swissbit, in particolare per
le nuove soluzioni di storage
proposte nelle aree Managed
NAND e security, Swissbit ha
deciso di espandere il proprio
stabilimento di produzione che
sara realizzato secondo i mod-
erni criteri per un ambiente di
produzione ottimale e mod-
erno. Swissbit ha acquisito
un’area all’interno del Clean-
Tech Business Park a Berlino-
Marzahn, la piu grande zona in-
dustriale di Berlino, sulla quale
costruira la sua nuova struttu-
ra di produzione. Sono inoltre
previsti ingenti investimenti in
macchinari e un ulteriore incre-
mento di personale con un in-
vestimento complessivo di 20
milioni di euro.

SECO sigla un accordo

con la francese ChipSelect
SECO ha siglato un accordo con
ChipSelect per espandere la pro-
pria forza vendita in Francia. Ri-
conosciuto come affidabile ad-
visor nel mercato, ChipSelect &
un’organizzazione francese che
si occupa di soluzioni elettron-
iche embedded con compe-
tenze tecniche specifiche
nell’offrire supporto nella fase
di definizione dell’architettura e
di progettazione. L’annuncio &
stato fatto da Vincenzo Difron-
zo, direttore vendite EMEA
per SECO.

Advantest tra i Top 100 Global
Technology leader 2018
Advantest Corporation & stata
inserita fra i Top 100 Global
Technology Leader per il 2018
da Thomson Reuters.

Il programma inaugurale indi-
vidua le imprese del settore tec-
nico dall’operativita piu solida
e di maggior successo finanzi-
ario. Thomson Reuters ha esa-
minato oltre 5.000 aziende del
settore tecnologico in tutto il
mondo, selezionando le prime
100 attraverso un algoritmo a
28 variabili basate su dati per
individuare in modo oggettivo
le imprese che, in un ambiente
economico complesso, hanno
la forza per affrontare al meg-
lio il futuro. La metodologia si
basa sul principio di otto pilas-
tri prestazionali: finanza, ges-

tione e fiducia degli investitori,
rischio e resilienza, conformita
legale, innovazione, persone e
responsabilita sociale, impatto
ambientale e, infine, reputazi-
one. 45 delle prime 100 societa
hanno sede negli USA, mentre
Advantest & una delle 13 im-
prese a rappresentare il Giap-
pone in questa lista d’onore.

Congatec e AMD estendono

il supporto per i processori
Geode

Congatec e AMD hanno raggi-
unto un accordo per estendere
il ciclo di vita per uno dei piu
longevi processori in architet-
tura x86 della storia. In base
all’intesa raggiunta le schede
equipaggiate con il processore
AMD Geode di congatec sa-
ranno disponibili fino alla fine
del 2021. Per consentire tale
espansione AMD ha qualificato
un substrato privo di alogeni
senza peraltro apportare vari-
azioni per quel che concerne
forma, funzionalita e intercam-
biabilita (form, fit, function) in
modo da poter soddisfare tutti
i criteri di qualificazione pre-
visti dalla societa. | moduli di
congatec con i campioni dei
nuovi processori Geode sono
gia disponibili con i medesimi
numeri d’ordine.

Littelfuse completa
I’acquisizione di Ixys
corporation

Littelfuse ha annunciato di aver
finalizzato I’acquisizione di IXYS
Corporation.

IXYS & un pioniere globale
nel mercato dei semicondut-
tori di potenza, in particolare
semiconduttori con tensione
da media ad alta nel mercato
industriale, delle comunica-
zioni, dei dispositivi medicali e
di consumo. Si prevede che la
transazione accrescera subito
I'utile per azione rettificato. Lit-
telfuse prevede di raggiungere
oltre 30 milioni di dollari di
risparmi di costi annuali entro
i primi due anni dopo la chi-
usura. Si prevede inoltre che la
combinazione generi rilevanti
opportunita di sinergie di rica-
vo a lungo termine, conside-
rando le offerte complementari
delle societa e la fusione delle
clientele. In concomitanza con
la chiusura della transazione,
il fondatore di IXYS, Nathan
Zommer, €& stato nominato
membro del Consiglio di am-
ministrazione di Littelfuse, por-
tando il numero dei membri del
consiglio a nove.

brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
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Dall’8 al 12 gennaio
il mondo della
tecnologia si & dato
appuntamento a
Las Vegas per CES
2018. Ecco alcuni
dei principali trend

FiLipPO FOSSATI

Il Consumer Electronics
Show (CES) & senza dubbio
la pit importante fiera mon-
diale dedicata all’elettronica
di consumo e alla tecnolo-
gia in generale; € un appun-
tamento che vede riunite
accanto al Gotha dell’high
tech centinaia di start up e
piccole realta aziendali, che
propongono idee innovative
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CES 2018: un mondo sempre piu
connesso e (artificialmente) intelligente

(alcune anche decisamente
stravaganti) che gli ideatori
sperano abbiano successo
sul mercato. Tralasciando

le proposte un po’ “strane
(dalla valigia autonoma al
cavatappi “magico” al pet as-
sistant per il gatto), vediamo
quali sono i trend messi in
evidenza a questa edizione
del CES.

Intelligenza artificiale -
Sembra sempre piu chiaro
che si sta andando verso un
mondo sempre piu dominato
dallIntelligenza Artificiale; in
breve, un mix ottimizzato di
algoritmi e sensori che coo-
perano per rendere sempre
piu automatizzati e, appunto,
“intelligenti” gli oggetti di uso
quotidiano. Un esempio pra-
tico: una volta usciti dall’a-
bitazione, il condizionatore
e le luci si spengono auto-
maticamente. Quando un
sensore di movimento rileva
la presenza di una persona
nella casa, ad esempio la

colf, invia automaticamente
un alert sul vostro telefoni-
no. Una volta arrivati a casa,
una telecamera vi riconosce
e apre automaticamente la
porta. Tutte queste funzioni
sono gestite tramite I'Intelli-
genza Artificiale.

Un esempio €& Netatmo
Smart Home Bot, un assi-
stente personale per la casa
connessa che controlla i di-
spositivi del marchio. Con
Smart Home Bot la casa
connessa diventa ancora piu
smart grazie all'Intelligenza
Artificiale. Bot sfrutta algo-
ritmi di elaborazione del lin-

Le novita dei big

Durante le conferenze pre-show i principali produttori di hardware hanno mostra-
to le loro principali novita. Di seguito una rapida sintesi.

Intel: dai Core di 8a generazione...
Dando concretezza alla collaborazione con AMD, Intel ha presentato I'ottava ge-
nerazione di processori Intel Core, equipaggiata con grafica AMD integrata e de-
stinata ai dispositivi portatili del futuro. A Las Vegas sono state mostrate cinque
differenti CPU Intel di questo tipo. Si tratta di quattro CPU i7 e un i5, che adottano
tutte una GPU discreta AMD Radeon RX Vega M. | processori i7 sono dei quad core
la cui frequenza Base Clock & di 3,1 GHz e puo
amivare a 4,2 GHz in modalita boost. Il model-
lo i5 invece parte da un Base Clock di 2,8 GHz
che puo arrivare a 3,8 GHz in boost. La GPU
discreta presente su tutti i modelli & una AMD
Radeon RX Vega M con 4 GB di VRAM HBM2.
A questa edizione del CES | risulta.ti di quest(? abbinamento sono qecis:a-
Intel ha presentato I'ottava mente interessanti: oltre alla notevole riduzio-
generazione dei processori Core  ne di spazio e di peso dell’hardware le presta-
zioni sono notevolmente migliori; i benchmark
di Intel segnalano un incremento di produttivita del 60% rispetto a un laptop di tre
anni fa (mentre il divario si allarga analizzando le prestazioni con i giochi).

... ai processori quantistici

La societa di Santa Clara ha inoltre annunciato di aver progettato, fabbricato e con-
segnato il suo primo processore quantistico sperimentale con 49 qubit. A circa due
mesi dell’annuncio di un chip con 17 qubit, la Casa di Santa Clara ha dichiarato
che Tangle Lake (questo il nome in codice) rappresenta un progresso verso I'obiet-
tivo di sviluppare un sistema di calcolo quantistico completo, dall'architettura agli
algoritmi per arrivare all’elettronica di controllo. “Ottenere un chip di test con 49
qubit & una pietra miliare che consentira ai ricercatori di valutare e migliorare le
tecniche di correzione degli errori e di simulare i problemi computazionali”, spiega
I'azienda statunitense. “Ci vorranno dai cinque ai sette anni prima che l'industria
riesca ad affrontare i problemi ingegneristici e probabilmente saranno necessari 1
milione o pill di qubit per ottenere la rilevanza commerciale”.

AMD: nuove GPU (anche per mobile)

AMD ha presentato i suoi piani per il 2018 e oltre, comprese le sue nuove GPU.
Ad aprile lancera le nuove versioni dei processori Ryzen (seconda generazio-
ne), che saranno prodotte con il nuovo processo a 12 nanometri FinFET (12LP)
e sfrutteranno I'architettura Zen+. L'obiettivo € arrivare all’architettura Zen 3 a
7nm+ entro il 2020 (passando per I'architettura Zen 2 presumibilmente entro il
prossimo anno).

Oltre ai processori, AMD ha pre-
sentato anche il nuovo chipset
X470, ottimizzato per la secon-
da generazione di Ryzen, che
sara contraddistinto da bas-
sissimi consumi. Interessante
la nuova GPU Vega mobile con
HBM2 (high-bandwidth memory

Nei prossimi mesi AMD lancera le nuove
: 3 . versioni dei processori Ryzen (seconda
2) di spessore pari a soli 1,7 generazione) che saranno prodotte con
mm e pensata per i laptop ultra 1l nuovo processo a 12 nanometri FinFET

sottili & per apparecchi mobili di (12LP) e sfrutteranno I'architettura Zen+

dimensioni ridotte. Caratterizzata da prestazioni elevate con i modemi giochi
AAA e utilizzabili con i visori VR, supportera FreeSync e HDMI 2.0, oltre a
funzioni specifiche di AMD quali Radeon Relive, Enhanced Sync, Radeon Chill,
Radeon Wattman e altre. Annunciato anche l'arrivo di versioni custom delle
GPU Radeon RX Vega 64 e 56, da parte dei partner di AMD, che saranno pill
veloci del 12% rispetto ai modelli di riferimento.

Non solo CPU
Per quanto riguarda le soluzioni di prossima generazione per desktop, gaming e
workstation, Supermicro, per esempio, ha presentato a CES 2018 una scheda
madre di nuova generazione (Super0 C9X299-PG300), che supporta un TDP
fino a 300W e usa l'ultima serie di processori Intel Core X. L'azienda ha pre-
sentato anche la scheda madre mini-ITX SuperO C7Z370-CG-iW con LED RGB
personalizzabili e il fattore di forma standard ATX SuperQ C7Z370-CG-L, e una
scheda madre per workstation (X11SRA) in grado di supportare i nuovi proces-
sori Intel Xeon W.

Filippo Fossati



guaggio naturale (NLP, Na-
tural Language Processing)
per comprendere le doman-
de degli utenti e rispondere
alle richieste.

| prodotti Netatmo sono com-
patibili con gli assistenti di
terze parti, come Siri, Google
Home e Amazon Alexa. L'in-
terazione per il controllo dei
device connessi non & dun-
que una novita in assoluto.
Bot offre comunque un’unica
interfaccia per interagire con
i dispositivi mediante una
chat e comandi testuali, per-
ché non tutti gli utenti preferi-
scono comunicare mediante
comandi vocali.

Tecnologie wireless — Poi-
ché un numero sempre cre-
scente di dispositivi fa ricor-
so all'intelligenza artificiale,
€ owvio che aumenta la fame
di banda. Grazie al 5G, i
carrier wireless potranno
garantire velocita di assolu-
to rispetto, permettendo agli
utilizzatori di smartphone di
scaricare un film in meno
di 5 secondi, una velocita
circa 100 volte superiore
rispetto a quella consentita
dallattuale tecnologia 4G.
Ma, aspetto ancora piu im-
portante, 5G permettera di
ridurre in modo sensibile la
latenza, consentendo ai di-
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spositivi di comunicare tra
di loro, con tempi di risposta
estremamente brevi. In ogni
caso, i veri dispositivi mobili
wireless di quinta genera-
zione non sono attesi prima
del 2019, al piu presto. In
ultima analisi, alla fine il 5G
potrebbe addirittura sostitui-
re il Wi-Fi e alimentare vaste
reti di sensori per le smart
cities.

Smart cities — Le azien-
de tecnologiche stanno ora
cercando di portare la con-
nettivita Internet al di fuori
dei dispositivi presenti nelle
mura domestiche. La socie-

ta di consulenza Deloitte
prevede un futuro in cui una
moltitudine di sensori lavore-
ra in modo sinergico per ren-
dere le nostre citta piu sicure,
energeticamente efficienti e
(possibilmente) “pulite” (in
tutti i sensi), grazie a bidoni
“intelligenti” in grado di comu-
nicare allazienda di raccolta
rifiuti che un bidone della
spazzatura & pieno oppure a
lampioni capaci di monitorare
la qualita dellaria.

Smart car — In una smart
city c’e spazio anche per
una mobilita nuova e so-
stenibile: Bosch, ad esem-

L’automotive al CES: piu sicurezza e meno

guidatori

Anche se il Consumer Electronics Show non & un evento espressamente
dedicato alle auto, uno dei settori pil ricco di novita é stato proprio quello
automotive. Del resto, trend come i veicoli a guida autonoma e la costante
ricerca di sicurezza e connettivita sempre maggiori per gli autoveicoli coin-
volgono sempre di piu I'elettro-
nica.

Per quanto riguarda i veicoli a gui-
da autonoma, la chiave per poter
realizzare questo tipo di sistemi
& rappresentata dalle tecnologie
e che permettono una corretta per-

.- L , cezione dell’ambiente circostante.
TransportEye di Hisense € un sistema ” .
automotive con videocamere stereo 3D che  L'industria sta lavorando molto su
puo raggiungere uan partata di 100 metri questo versante e soluzioni come

quelle di simulazione di OPTIS,
che permettono di ricreare virtualmente I'operativita di videocamere, e sistemi
LiDAR possono essere molto utili per realizzare test a basso costo dei sistemi
basati sugli IC LeddarCore. OPTIS e LeddarTech hanno esposto le loro tecno-
logie CES 2018 e hanno annunciato di aver intrapreso una collaborazione per
facilitare il test e I'integrazione della prossima generazione di sistemi LiDAR, svi-
luppata attorno ai chip LeddarCore. Un’altra collaborazione per i sistemi a guida
autonoma é quella fra Maxim Integrated e NVIDIA. Le soluzioni ASIL di Maxim
e le tecnologie di nuova genera-
zione Gigabit Multimedia Serial Y
Link (GMSL) con serializzatore [t ORRREIPISSS
e deserializzatore (SerDes) sono —
infatti una base particolarmen-
te interessante per soddisfare i
requisiti di sicurezza funzionale
della piattaforma per guida au-

tonoma di NVIDIA. L'azienda uti- , . o 0010012 GMSL di Maxim Integrated
lizzera le soluzioni di monitorag-  per SerDes permette di implementare
gio dell’alimentazione e tensione  sistemi di infotainment e ADAS

e la tecnologia SerDes di Maxim

per realizzare il primo sistema di guida autonoma di quinto livello del settore.
La guida autonoma é strettamente legata alla sicurezza e diverse aziende stan-
no lavorando su questo fronte. Per esempio, Hisense e Corephotonics hanno

dimostrato a CES 2018 TransportEye, un sistema automotive dotato di video-
camere stereo 3D. Peculiarita di questo sistema é la portata delle videocamere
stereo che raggiunge i 100 metri. Questa caratteristica, insieme all'ampiezza
dell’angolo visivo e all’accuratezza delle misurazioni resa possibile dall’algorit-
mo proprietario utilizzato, & particolarmente inte-
ressante per i sistemi ADAS.
Bosch Connected Devices, invece, ha presentato
a CES 2018 TEP (Telematics eCall Plug), un dispo-
sitivo retrofit dotato di sensori e microcontroller,
che permettono di rilevare il comportamento del
guidatore ed eventuali incidenti per far intervenire i
e un dispositivo retrofit  55ccorsi, ma anche per la gestione telematica del-
di Bosch Connected Lo . S
Devices dotato di sensori '€ flotte di veicoli e le assicurazioni.
e microcontroller che La sicurezza passa anche dalla possibilita di vede-
permettono di rilevare re meglio la strada e per permettere di realizzare

Telematics eCall Plug

glfig?t‘())?: gn;sgmut;?il sistemi di fari ad alta risoluzione, Tl ha introdotto
incidenti la sua tecnologia DLP anche in questo settore, con

il chipset DLP5531-Q1. Questa nuova tecnologia
DLP di Tl funziona con qualsiasi sorgente di luce, inclusa I'illuminazione LED
e laser, e consente ai progettisti di controllare con maggiore precisione la di-

stribuzione della luce sulla strada,

grazie a modelli di fasci persona-
lizzabili. Si possono indirizzare
infatti oltre un milione di pixel per
ogni faro, cioé oltre 10.000 volte
la risoluzione delle tecnologie a
fascio di luce abbagliante adatti-
vo (ADB) esistenti.

Per la connettivita in ambito au-
tomotive, invece, a CES 2018 ci

sono stati diverse novita come
Molex ha presentato una rete Ethernet

penesempio quelle di Molexche automotive end-to-end con velocita fino
ha presentato una rete Ethemet 310 Gbps

automotive end-to-end. Durante

la manifestazione infatti sono state realizzate delle dimostrazioni del sistema
ecocompatibile per veicoli connessi, basato su una soluzione backbone Ethernet
a 10 Gbps che riunisce aspetti come integrita del segnale, assegnazione delle
priorita, scalabilita e sicurezza.

.......

Ed-tn-Brsk Buhdias

molex

Francesco Ferrari
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pio ha presentato il sistema
community-based parking
che tramite la connessione
in rete consente di trovare
uno spazio di sosta libero.
Durante la marcia, le auto
individuano e misurano
automaticamente gli spa-
zi fra le auto parcheggia-
te, trasmettendo i dati in
tempo reale a una mappa
digitale che consente agli
altri veicoli di trovare i par-
cheggi liberi. 1l sistema di
parcheggio autonomo di
Bosch va persino oltre:
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'auto si parcheggia da sola
senza alcun intervento da
parte del guidatore. Basta
lasciare il veicolo all'ingres-
so del garage e trasmettere
il comando da una app per
smartphone; lauto cerca
quindi un posto libero e par-
cheggia senza assistenza.

Nella macchina intelligen-
te e connessa c’¢ spazio
anche per la biometrica:
Gentex, ad esempio, ha
presentato un dispositivo in
grado di eseguire la scan-
sione dell’iride del guidato-

re per verificarne l'identita,
prima che si possa mettere
in moto la vettura.

Tecnologie smart — Alcu-
ne tecnologie “smart” sono
utilizzabili anche in diversi
contesti per risolvere diversi
problemi del mondo reale. E
il caso della tecnologia PanL
di Bridgetek, che permette il
controllo di vari sistemi di illu-
minazione, climatizzazione,
riscaldamento e sicurezza
tramite un’unica interfaccia
grafica intuitiva basata su

touch (PanL Smart Living).
Questa tecnologia puo es-
sere usata anche realizzare
un sistema di prenotazione
intelligente della sala riunio-
ni (PanL Room Manager)
oppure nei punti vendita, per
fornire agli acquirenti dettagli
di nuovi prodotti, prezzi ag-
giornati, le ultime promozio-
ni e pubblicita multimediale
(PanL Smart Retail) o anche
per gli ospedali o le case per
anziani, per avere sempre
sotto controllo i dati dei pa-
zienti (PanL Smart Nurse)

Le novita dal mondo dei chip e delle tecnologie

Il Consumer Electronics Show & sempre stata anche I'occasione per presentare
nuovi chip e tecnologie, e I'edizione 2018 non ha fatto eccezione.

Il trend che vede la diffusione sempre maggiore di applicazioni che, in diversi
modi, coinvolgono I'Intelligenza Artificiale & supportato grazie anche all’introdu-
zione di nuovi componenti elettronici dedicati specificamente a questo segmen-
to. E il caso di CEVA che ha presentato NeuPro, una famiglia di processori Al per
il deep learning a livello edge. La famiglia di chip e formata da quattro processori
specializzati che possono scalare dal punto di vista delle prestazioni dai 2 Tera
Ops Per Second (TOPS) per i modelli entry level, fino a 12,5 TOPS per le confi-

1024 Hﬂl—mﬂeﬂrﬂmﬂnmmm
survelllance autonomous driving

w1z e

tria app cations and AR/VR hes
industrisl and ARVR headsets

N E
4086 2048
048 1024

NP1D00 1024 512 258

NPS00 512 258 128 1oT, wearables and cameras.

La famiglia di processori NeuPro di CEVA per il deep learning a livello edge
é formata da quattro versioni utilizzabili per un’ampia gamma di applicazioni

gurazioni pill avanzate. Questi componenti, che usano da 512 fino a 4096 unita
MAC a seconda del modello, sono utilizzabili per applicazioni di riconoscimento
facciale, realta aumentata, classificazione intelligente di oggetti, traduzioni in
tempo reale e natural language processing, ma anche per sicurezza per il ricono-
scimento in tempo reale di malware e per I'autenticazione. La sempre maggiore
diffusione degli assistenti vocali e di dispositivi voice enabled come smart TV,
soundbar, set-top box e digital media adapter, era un trend gia evidente durante
la precedente edizione del CES, ma quest’anno ha dominato la manifestazione,
grazie anche alla crescita del supporto per queste tecnologie, realizzato con I'in-
troduzione di nuovi chip. Per I'interfacciamento vocale, per esempio, XMOS ha
realizzato il voice processor XVF3500 che supporta I'’AEC (acoustic echo cancel-
lation) stereo. Grazie alle numerose funzionalita implementate, questa soluzione
permette di utilizzare comandi vocali anche in ambienti particolarmente rumoro-
si. Per quanto riguarda le tecnologie vocali, CEVA ha introdotto anche ClearVox,
una nuova suite software dotata
di algoritmi evoluti per I'input

Il nuovo voice processor di XMOS
supporta I’AEC (acoustic echo
cancellation) stereo

vocale e destinata a migliora-
re lintelleggibilita della voce.
ClearVox, la cui licenza viene
concessa soltanto per i DSP
audio/voce CEVA-TeakLite-4
e CEVA-X2 permette di miglio-
rare I'efficienza degli assisten-
ti vocali. | chip specializzati
per applicazioni destinate a

semplificare la vita in ambito . n

. . NXP ha realizzato un reference design
domestico stanno diventando pey |o scongelamento automatizato degli
sempre pill pervasive, anche la alimenti surgelati

cucina se ne sta awantaggian-

do. NXP, per esempio, ha reso disponibile il primo reference design per risolvere
un annoso problema, quello dello scongelamento automatizzato degli alimenti
surgelati. La soluzione Smart Defrost NXP utilizza la tecnologia RF per offrire lo
scongelamento rapido e sicuro dei cibi e puo essere integrata in elettrodome-
stici dedicati oppure nei frigoriferi di prossima generazione o direttamente nei
forni, magari in combinazione con le tecnologie di cottura che utilizzano sempre
soluzioni RF. La trasmissione di energia via wireless, nelle diverse forme, é sta-
to un altro tema molto presente all’edizione 2018 del Consumer Electronics
Show. Energous Corporation e Dialog Semiconductor (il partner che produ-
ce i componenti), per esempio, hanno presentato gli sviluppi della tecnologia
Mid Field WattUp con un reference design per la parte di trasmissione. Questa
soluzione, approvata fra I'altro dalla FCC, permette la ricarica wireless dei di-
spositivi in un raggio di circa un metro,
rendendola molto interessante per ap-
plicazioni come i monitor per computer,
smart speaker e soundbar e, soprattutto,
dispositivi loT e wearable. Online, infatti,
€ gia iniziata la prevendita da parte di
SKIIN di indumenti dotati di sensori e
ricevitore di energia WattUp. Anche Infi-
neon ha introdotto componenti specifici | microcontroller XMC di Infineon

pfer Ia.r'ic.arica wireless di.sm.altpt.lone, glf:;%ggt:'}aa:fcigti?;uvﬁrgl?slgb“e che
dispositivi wearable, medicali e indu-

striali. Si tratta delle famiglie di microcontroller XMC e AURIX. | microcontroller
XMC costituiscono una piattaforma cost-effective ,con architettura scalabile, che
supporta la ricarica wireless di smartphone, robot da 20W fino a droni da 60W.
I microcontroller AURIX, invece, rispondono alle esigenze di sicurezza del settore
automotive per la ricarica wireless in-cabin.

Francesco Ferrari
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di ingresso: da 3,0V a 42V del PCB
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» Fino a 6A su entrambi
i canali
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PCB
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riducono 'EMI radiata
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Efficienza del 94,4% a 2MHz]

» 2 x 4A di lyy
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Italtel integrazione con Exprivia

e la ricapitalizzazione di ltaltel
Italtel ha reso noto che sono stati
perfezionati gli accordi per I'investi-
mento da parte di Exprivia, societa
quotata al segmento Star di Borsa
Italiana, nel contesto della ricapita-
lizzazione di Iltaltel. In particolare,
Exprivia ha acquisito una parteci-
pazione pari all’'81% del capitale
ordinario di Italtel tramite la sotto-
scrizione di un aumento di capitale
dedicato, riconoscendo le usuali
tutele per i soci di minoranza e per
i titolari di strumenti finanziari par-
tecipativi (SFP) previste dalla gover-
nance di ltaltel. Il restante 19% del
capitale di ltaltel & detenuto da Ci-
sco Systems. In maggior dettaglio,
I'operazione ha previsto un aumen-
to di capitale pari a 25 milioni di euro
da parte di Exprivia ed un aumento
di capitale pari a 22 milioni di euro
da parte di Cisco, di cui 6 milioni di
euro in azioni ordinarie e 16 milioni
di euro in azioni privilegiate. Da par-
te delle banche creditrici di ltaltel &
stata inoltre perfezionata una con-
versione di circa 66 milioni di euro
da debito a riserve tramite strumenti
finanziari partecipativi.

Le nuove tecnologie brevettate

da Kaspersky Lab contro

gli attacchi da remoto

Le nuove tecnologie brevettate da
Kaspersky Lab che utilizzano il ma-
chine learning supporteranno le
aziende nella lotta contro le minac-
ce avanzate, rilevando anche i la-
teral movement nelle reti aziendali
— anche nel traffico criptato. Con
I'obiettivo di fornire alle aziende
soluzioni di sicurezza informatica
all’avanguardia, Kaspersky Lab ha
brevettato una nuova tecnologia
che automatizza il rilevamento di
una delle “armi” piu efficaci per i
cybercriminali: gli strumenti di con-
trollo remoto. Per rilevare in modo
efficiente ed efficace i programmi
di controllo remoto, le soluzioni anti
malware devono sfruttare sistemi
complessi di behavioral protection.
Con il suo ultimo brevetto, Kasper-
sky Lab ha ampliato le sue capacita
in questo settore, tramite una nuova
tecnologia in grado di rilevare appli-
cazioni di controllo remoto, anche
se eseguite su canali criptati. La
nuova tecnologia funziona analiz-
zando lattivita dell’applicazione e
ricercando un comportamento ano-
malo nel computer dell’'utente, rile-
vando ogni correlazione tra le attivi-
ta che si verificano sul computer e
le loro cause. Confrontando queste
correlazioni con modelli di compor-
tamento definiti, la tecnologia puo
quindi prendere una decisione sulla
registrazione del computer di chi sta
compiendo I’attacco da remoto.
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Modulare la radiazione
THz con le perovskiti

Massimo GIUSSANI

Il passaggio dalle attuali tec-
nologie senza fili alle comu-
nicazioni in banda terahertz
del prossimo futuro & proba-
bilmente destinato a seguire
un netto strappo tecnologico
con il passato. La radiazione
in questa banda di frequen-
za (100 GHz — 10 THz) si
colloca infatti a cavallo del
confine tra microonde e luce
infrarossa ed & quantomeno
logico attendersi un cambio
di paradigma nella scelta dei
materiali e nella realizzazio-
ne dei dispositivi atti alla sua
generazione, modulazione
e rivelazione. Tra i materia-
li proposti per controllare e
modulare la radiazione in
banda Terahertz figurano
anche determinati tipi di pe-
rovskite, ossia cristalli che
esibiscono la struttura del
tipo ABX, propria dell'ossido
di calcio e titanio (CaTiO,) —il
minerale scoperto in Russia
alla fine degli anni trenta del
secolo scorso e battezzato
dal mineralologo Lev Alekse-
vich von Perovski. Una ca-
ratteristica di questa classe
di materiali & la possibilita di
incorporare, inframmezzati
tra strati ABX, ulteriori strati
di atomi di altro materiale; il
tipo di intrusione contribuisce
a conferire proprieta specifi-
che alla perovskite. Ajay Na-
hata e Valy Vardeny, docenti
allUniversita dello Utah,
hanno scoperto che un par-
ticolare tipo di perovskite
ibrida, che combina strati di
materiale inorganico e orga-
nico, permette di controllare
la propagazione della radia-
zione terahertz che la attra-
versa per mezzo dellintensi-
ta e della lunghezza d’onda
della luce generata da comu-
ni sorgenti alogene. Nel loro

Il futuro delle
comunicazioni

nella banda Terahertz
potrebbe passare

per materiali di tipo
perovskite

studio “Colour selective con-
trol of THz radiation using
two-dimensional hybrid or-
ganic inorganic lead-trihalide
perovskites”, pubblicato su
Nature Communications lo
scorso novembre, i ricer-
catori  statunitensi  hanno
dimostrato come le caratte-
ristiche di assorbimento del-
la perovskite ibrida da loro
proposta possano essere
ingegnerizzate cambiando
il numero di strati atomici
di materiale inorganico tra
gli strati cationici organici.
Una struttura superreticola-
re di strati alternati isolanti e
conduttori & stata realizzata
combinando la perovskite
ibrida 2D piombo-trialoge-
nuro  (CzHC,H,NH,),Pbl,
(PEPI) con la perovskiite 3D
CH,NH,PbI, in quelle che
tecnicamente sono definite
come fasi di Ruddlesden-
Popper. La diversa seletti-
vita cromatica del materiale
e determinata dal passo del

superreticolo che di fatto
crea una molteplicita di pozzi
quantici dalle proprieta op-
toelettroniche  configurabili.
Disponendo opportunamen-
te sullo stesso substrato
piu ‘variant’ ottimizzate per
diverse lunghezze d'onda
diventa cosi possibile rea-
lizzare dispositivi in grado
di concentrare e modulare
la radiazione THz utilizzan-
do tanto lintensita quanto il
colore della luce generata
da una lampada alogena.
La scoperta di Nahata e
Verdeny e significativa per
due motivi: il primo & che la
modulazione avviene per
mezzo del colore della luce
prodotta da una semplice
sorgente alogena e non
da laser ad alta intensita; il
secondo & che questo par-
ticolare tipo di perovskite
ibrida e auto-assemblante e
si presta allintegrazione su
substrato di silicio con una
semplice tecnica di spin-ca-
sting, a prescindere dalla se-
lettivita conferitale. Il risultato
€ un metodo di modulazione
di facile integrazione su sili-
cio, che richiede flussi lumi-
nosi modesti e che in ultima
analisi offre nuove possibilita
di realizzazione di dispositivi
attivi nella banda THz.
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Il Ceo di Kontron S&T
AG ha anticipato alcune
delle tendenze principa-
li che vedremo nel corso
dell’anno.

Il primo trend riguarda la
sempre maggiore pene-
trazione dell’embedded
computing, come parte
dell’loT, nel manifactu-
ring. Anche per il prossi-
mo anno, infatti, si pre-
vede di poter disporre di
una maggiore potenza di
elaborazione e interfacce
piu veloci, con un minore
consumo di energia.

| server embedded per-
metteranno di semplifica-
re la diffusione dell’edge
computing, creando nuo-
vi scenari per il controllo
delle macchine e standard
come per esempio 'OPC
UA e quello Time Sensiti-
ve Networking 802.1 TSN
avranno un ruolo fonda-
mentale in questo.

Un secondo trend & relati-
vo alla crescita nella pro-
duzione generata dall'loT.
Un rapporto di Research
and Markets del 2017
stima infatti una crescita
annuale del mercato dei
sistemi embedded di oltre
il 4% e un volume totale di
oltre 100 miliardi di dollari
entro il 2023.

ouriooxzos PAROLA ALLE AZIENDE
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Le previsioni
2018 di Kontron

Per il 2018 sono
previsti diversi
cambiamenti in
settori come I'loT,
Industry 4.0 e
computer embedded

A questo si pud aggiun-
gere un altro 7% di cre-
scita annuale nel mercato
dell’edge computing nel
periodo compreso tra il
2017 e il 2023.

Il volume dovrebbe salire
dagli 8 miliardi di dollari
del 2017 a oltre 13 mi-
liardi di dollari per la fine
del 2022. Kontron confer-
ma queste valutazioni e
ritiene anche che I'edge/
fog computing costituira
interfaccia fra IT (Infor-
mation technology) e I'OT
(Operational Technology).
E proprio il collegamento
fra IT e OT che determi-
nera lo sviluppo di nuovi
trend, come per esempio
la sostituzione dei siste-
mi fieldbus proprietari
con reti convergenti, IP

HANNES NIEDERHAUSER, Ceo di Kontron S&T AG

based, deterministiche e
sincronizzate, cioé Time
Sensitive Networking.

La corsa

alla miniaturizzazione
Continua, inoltre, la ten-
denza verso computer
embedded piu piccoli, piu
veloci e piu robusti. Que-
sto permettera di portare
I””intelligenza” sulle linee
di produzione tramite 'em-
bedded cloud realizzato
con i server embedded
e quindi di controllare la
produzione in tempo reale
il pil possibile vicino alle
macchine. In questo sce-
nario il software assume
naturalmente una notevo-
le importanza, e questo e
un ulteriore trend che ve-
dremo svilupparsi nel co-
sto del 2018.

Un’altra tendenza ¢ rela-
tiva alla diffusione degli
schermi multi touch anche
alle linee di produzione e
per il controllo macchine.
La tecnologia WideLink
di Kontron, che permette
di trasmettere anche su
lunghe distanze il con-
tenuto dello schermo e
le touch gesture tramite
Ethernet, favorira ulterior-
mente questo trend per-
mettendo di dare informa-
zioni e istruzioni persona-
lizzate agli operatori dei
macchinari, in base alle
specifiche esigenze.

Per quanto concerne il
trend della digitalizza-
zione, invece, la trasfor-
mazione digitalizzata dei
processi si sta evolvendo
passando dalla fase di tra-
sformazione dei processi
esistenti a quella di ricerca
di nuovi soluzioni, basate
su tecnologie digitali, per
restare competitivi.

Il concetto di competitivita
infatti & cambiato rispet-
to al passato e oggi non
prevede piu soltanto fat-
tori come la riduzione del
time to market, ma anche
I'offerta di capacita produt-
tiva, sempre con caratteri-
stiche di efficienza, scala-
bilita e convenienza eco-
nomica, per piccole serie
personalizzate di prodotti
e la disponibilita di servizi
complementari.

Sempre piu cloud

La necessita di sicurezza
e scalabilita per le soluzio-
ni cloud € sempre piu sen-
tita dai clienti e Kontron ri-
sponde a queste esigenze
anche utilizzando le tec-
nologia di partner, come
per esempio Microsoft.
Molti clienti, inoltre, sono
gia tecnicamente preparati
a generare grandi quanti-
ta di dati da utilizzare per
migliorare il loro business
e occorre considerare che
anche le tecnologie che
useremo nell'immediato
futuro, come I'apprendi-
mento automatico o lintel-
ligenza artificiale, tende-
ranno a venire dal cloud.
Per quanto riguarda il
trend della globalizzazione
e i mercati, Kontron vede
un grande potenziale in
Cina, dove lavorera con
il partner Foxconn, cosi
come con gli Stati Uniti.
La posizione di Kontron
come pioniere tecnico do-
vrebbe aiutare 'azienda in
questi due mercati. In ge-
nerale, Kontron, insieme
a S&T, sta proseguendo
nel processo di evoluzio-
ne che la vede passare
da produttore di hardwa-
re a un’azienda abilitante
di 10T e Industry 4.0. In
questo passaggio un sen-
sibile aiuto arriva anche
dallampio spettro di sof-
tware e dalla consulenza.
Software e servizi offro-
no infatti valore aggiunto
ai clienti che utilizzano le
piattaforme Kontron.
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Le previsioni 2018

di Silicon Labs

Tre domande

a Michele
Grieshaber, chief
marketing officer,
Silicon Labs

A CURA DELLA REDAZIONE

D: Come si & concluso il
2017 per la vostra azien-
da?

R: Nel 2017 Silicon Labs
ha fatto registrare ottime
prestazioni dal punto di vi-
sta finanziario, con un fattu-
rato record di 199 milioni di
dollari nel terzo trimestre, in
linea con le nostre previsio-
ni di superare i 700 milioni
di dollari per lintero anno
fiscale. Da parte dei nostri
clienti abbiamo richieste
particolarmente sostenute
per i prodotti destinati alle
applicazioni loT (Internet of
Things), che includono mi-
crocontrollori, moduli e SoC
wireless e sensori. | prodot-
ti destinati a questo settore
rappresentano ora il 50%
del fatturato totale di Silicon
Labs e ci hanno permesso
di ottenere il settimo trime-
stre record consecutivo in
termini di fatturato. Risultati
particolarmente positivi si
sono registrati nelle vendite
dei nostri prodotti wireless
per reti mesh Zigbee e di
tipo proprietario, destinati
al mercato industriale e uti-
lizzati in applicazioni quali
automazione domestica, si-
curezza, sistemi di illumina-
zioni connessi € molte altre
ancora.

D: Quale sara la sfida piu
importante da affrontare
per il prossimo anno?

R: La crescente domanda
di prodotti Silicon Labs per

applicazioni IoT, abbinata
alla sempre maggiore im-
portanza del software e dei
tool di sviluppo, comporta
la necessita di adeguare
continuamente le nostre
priorita e attivita all’au-
mento del nostro business
e allampliamento del no-
stro team. La nostra piu
grande opportunita, e nel
contempo la sfida piu im-
portante, & incrementare il
nostro business nel settore

loT per continuare nel per-
corso di crescita nel 2018
e negli anni successivi.
Noi progettiamo soluzioni
utilizzando una strategia
basata su una piattaforma
per creare un portafoglio
prodotti efficiente e fornire
mezzi flessibili ed econo-
mici atti a supportare le
esigenze dei mercati finali.
Inoltre creiamo soluzioni
semplici da utilizzare e da
gestire in modo da poter
penetrare in modo piu ef-
ficace nei canali di vendita
e in mercati piu ampi. Rite-
niamo che questo approc-
cio ci consentira di conti-
nuare a centrare, se non
superare, I'obiettivo che ci
siamo proposti che preve-
de una crescita del 20%
per i nostri prodotti loT.

MICHELE
GRIESHABER

D: Quali sono i merca-
ti piu interessanti o con
maggiori potenzialita e le
line di prodotto piu inno-
vative?

R: Il portafoglio di prodotti
a semiconduttore di Sili-
con Labs € ben posizionato
in mercati in crescita quali
loT, infrastructure di net-
working, industriale, ener-
gia “pulita”, comunicazione
dati e automotive.

Oltre i tre/quarti del nostro
fatturato € generato dal-
la vendita di prodotti de-
stinati a questi comparti,
garantendoci in tal modo
la possibilita di crescere e
guadagnare quote di mer-
cato nei prossimi anni. Per
il 2018, riteniamo che loT
continuera a essere il set-
tore trainante.

Entro il 2025, si stima che
70 miliardi di dispositivi
connessi (luci, contato-
ri “intelligenti”, termostati,
dispositivi indossabili e in-
numerevoli altri dispositivi)
faranno parte dell’'universo
loT, dando un contributo
al’economia globale valu-
tato in 11 biliardi di dollari.
Gartner prevede che entro
il 2020 le tecnologie loT
saranno integrate nel 95%
dell’elettronica utilizzata
per lo sviluppo dei nuovi
prodotti. Recenti progres-
si nei settori del’hardware
e del software, tra cui la
connettivita wireless multi-
protocollo e il collegamento
in rete di tipo mesh, sem-
plificheranno notevolmente
laggiunta di funzionalita
loT ai prodotti a costi estre-
mamente contenuti.

Quello dei sistemi di illumi-
nazione connessi, in parti-
colare, & un settore molto
interessante sia per il mer-
cato loT sia per i prodotti
wireless di Silicon Labs. La
luce & ovunque e un nume-
ro sempre maggiore di ap-
parecchi di illuminazione,
sia quelli per uso domesti-
co sia quelli destinati agli
spazi commerciali o indu-

striali, & basato su LED. Le
attuali tendenze nel settore
dell’illuminazione hanno
subito un’accelerazione da
quando, circa un decennio
fa, ha incominciato a diffon-
dersi l'illuminazione a LED.
Nella fase iniziale sono stati
aggiunti sensori e controlli
e attualmente si sta pro-
cedendo allaggiunta della
connettivita.

Nei prossimi anni verranno
aggiunte di funzionalita ana-
litiche basate su cloud e un
certo livello di intelligenza, in
pratica la capacita di pren-
dere decisioni sulla base dei
dati forniti dalle reti di illumi-
nazione. Vi e attualmente
una forte richiesta di pro-
dotti della nostra gamma di
dispositivi Wireless Gecko
multiprotocollo destinati al
settore dell’illuminazione e
ad altri segmenti del merca-
to loT, tra cui automazione
domestica e degli edifici, si-
stemi di sicurezza, contatori
e industriale.

Il portafoglio di prodotti
Wireless Gecko compren-
de SoC (System-on-Chip)
e moduli che supportano
svariati standard wireless
tra cui Zigbee, Thread,
Bluetooth low energy (LE),
Bluetooth mesh ad altri
protocolli proprietari che
operano a frequenze in-
feriori al GHz (sub-GHz).
Silicon Labs ha di recente
aggiunto un’importante in-
novazione nel campo della
connettivita wireless, che
rende possibile il funziona-
mento simultaneo di Zigbee
e Bluetooth LE su un unico
SoC.

Soluzioni multiprotocollo di
questo tipo permettono di
implementare funzionalita
avanzate nelle applicazioni
loT, senza incorrere nei co-
sti e nella complessita del-
le soluzioni basate su due
chip, con una conseguente
riduzione della BOM (in ter-
mini di costi e di numero di
componenti richiesti), che
puo arrivare al 40%.
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D: Come si & concluso il
2017 per la vostra azienda?
R: A seguito dell’acquisizione
di Fairchild, il 2017 & stato un
anno particolarmente impe-
gnativo e soddisfacente per
ON Semiconductor.

Grazie all'espansione a livello
di portafoglio prodotti e com-
petenze, abbiamo aumentato
considerevolmente le nostre
potenzialita in molti settori e
applicazioni. Sfruttando una
supply chain e un’infrastrut-
tura di supporto sofisticate,
sostenute da competenze e
risorse locali come i Solutions
Engineering Centers, siamo
in grado di ottimizzare il sup-
porto ai progettisti su scala
mondiale, aiutandoli a ridur-
re il time-to-market di sistemi
innovativi e ad alto grado di
integrazione. Attraverso in-
vestimenti in settori caratte-
rizzati da elevati tassi di cre-
scita e in prodotti fortemente
differenziati destinati ai mer-
cati automotive, industriale e
delle comunicazioni, ON Se-
miconductor ha radicalmente
trasformato la natura del pro-
prio business. Esso & stato
pilotato dai driver dei settori a
piu alto tasso di crescita per i
semiconduttori, e non dai cicli
macroeconomici e industriali
come succedeva fino a qual-
che anno fa. Cid proseguira
anche negli anni a venire.

Nel 2017, la nostra espan-
sione in settori ad alto tasso
di crescita come ad esempio
sistemi ADAS, veicoli elettrici,
dispositivi in carburo di silicio,
gestione della potenza in am-
bito industriale & proseguita a
ritmo sostenuto e siamo otti-
misti per 'anno in corso.
Stiamo adesso raccogliendo
i primi frutti dei nostri investi-
menti nei mercati industria-
le e automotive e la sempre
piu massiccia diffusione di
dispositivi ADAS, veicoli EV/
HEV, sistemi di visione arti-
ficiale, apparati robotizzati e
altri ancora contribuira all’in-
cremento del nostro fatturato.

Lo scorso anno, con l'acquisi-
zione di Fairchild, per la prima
volta siamo stati in grado di of-
frire soluzioni a semicondutto-
re per lintera gamma di appli-
cazioni di potenza. | dispositivi
per la connettivita, la gestione
della potenza e il rilevamento
e le soluzioni a livello di siste-
ma di ON Semiconductor ora
destinati a diversi mercati si
propongono come mezzi inno-
vativi e affidabili per risolvere
le problematiche delle diverse
applicazioni e permettere agli
utenti di implementare prodotti
fortemente differenziati e ad
alte prestazioni. Attualmente,
ON Semiconductor & una-
zienda con un fatturato pari a
5 miliardi di dollari, cifra desti-
nata sicuramente ad aumen-
tare nel 2018. Grazie a fattori
quali scalabilita competenze e
ampia gamma di tecnologie,
lazienda & diventata uno dei
principali fornitori di tecnologie
abilitanti in numerosi mercati
strategici.

D: Quale sara la sfida piu
importante da affrontare
per il prossimo anno?

R: Con laccelerazione della
proliferazione di loT e quindi,
in ultima analisi, della necessi-
ta di trasferire i dati dal nodo al
cloud, tutti gli aspetti legati alla
sicurezza e alla connettivita
diventeranno le tendenze tec-
nologiche (ma anche le sfide)
pit importanti. Aziende come
ON Semiconductor, in grado
di fornire un’offerta completa
per le applicazioni loT, avran-
no un ruolo fondamentale non
solo per assicurare la corretta
implementazione degli ele-
menti hardware, software e
per il supporto allo sviluppo
di una soluzione loT, ma an-
che per garantire che la con-
nessione tra il nodo e il cloud
risulti robusta, affidabile e si-
cura. Uno dei trend piu impor-
tanti, che rappresenta anche
una sfida impegnativa per tutti
i produttori di semiconduttori,
€ garantire un’elevata efficien-
za energetica, elemento chia-
ve non solo per le applicazioni
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loT, ma anche per numerosi
altre settori. La riduzione delle
perdite e I'utilizzo di potenze
limitate da parte dei semicon-
duttori utilizzati in tutti i tipi di
dispositivi, si traducono in una
diminuzione della potenza ri-
chiesta a livello sia di sistema
sia di singolo prodotto. Cio, ad
esempio, permettera di realiz-
zare prodotti portatili alimenta-
ti a batteria piu compatti, gra-
zie alle batterie di dimensioni
piu ridotte, oppure garantire
una durata operativa piu lun-
ga delle apparecchiature, gra-
zie a una minore richiesta di
energia in presenza di celle
di dimensioni piu ampie. Tali
vantaggi sono particolarmente
apprezzati nel settore dei di-
spositivi indossabili, come ad
esempio quelli utilizzati in ap-
plicazioni quali mHealth (mo-

bile health) e i fitness tracker;
in questo caso & necessario
trovare un giusto compromes-
so tra potenza erogata dalla
batteria ed esigenze di minia-
turizzazione.

D: Quali sono i mercati piu
interessanti o con le mag-
giori potenzialita e le linee
di prodotto piu innovative?
R: Vi sono segmenti di mer-
cato che saranno caratteriz-
zati da elevate tassi di cre-

scita nel 2018 e negli anni
successivi; si tratta di settori
che sono sostenuti da me-
gatrend globali. Ad esempio
vi & una forte richiesta di se-
miconduttori innovativi e so-
luzioni basate su componenti
elettronici nel settore automo-
tive, dove I'elettrificazione del
sistema per la trasmissione
della potenza e la diffusione
di veicoli elettrici e ibridi con-
tinua a ritmi sostenuti. Oltre a
cio, la crescita, a livello sia di
numero sia di valore, del con-
tenuto di elettronica nei veico-
li non accenna a rallentare ed
e trainata dalla diffusione di
sistemi sia per I'abitacolo sia
per il corpo vettura, come ad
esempio illuminazione a LED
e, soprattutto, sistemi di as-
sistenza alla guida. Un altro
settore per il quale € prevista
una crescita esponenziale &
sicuramente loT e loT indu-
striali (IloT), o Industry 4.0.
L'attivita e la diversificata
gamma di tecnologie di azien-
de come ON Semiconductor
mette a disposizione dei pro-
gettisti operanti nei piu dispa-
rati settori soluzioni funzionali,
integrate e complete per loT.
Tali soluzioni espletano fun-
zioni di rilevamento, elabora-
zione del segnale, gestione
della potenza e connettivita
wireless sicura. Tra gli altri
settori che possono trarre no-
tevoli vantaggi dai progressi
nel campo della tecnologia
dei semiconduttori si possono
annoverare abitazioni e citta
“intelligenti”, visione artificiale,
robotica, assistenza sanitaria
mobile e dispositivi indossabi-
li, tutti segmenti dove ON Se-
miconductor & particolarmen-
te attiva e ha focalizzato gran
parte delle proprie risorse.
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A CURA DELLA REDAZIONE
D: Come si & concluso il
2017 per la vostra azienda?
R: Il 2017 si puo definire un
anno veramente “stellare” per
CUL. Certamente ¢ stato un
anno di crescita per l'industria
nel suo complesso, grazie alle
positive condizioni economi-
che globali ma noi siamo di
sicuro cresciuti in modo si-
gnificativamente superiore ri-
spetto al mercato. Cio € dovu-
to allintroduzione di un gran
numero di nuovi prodotti da
parte di tutte le nostre divisio-
ni, che sviluppano dispositivi
di potenza, interconnessione,
audio, per la gestione termica
e il rilevamento del movimen-
to, abbinata alla nostra stra-
tegia, da sempre finalizzata a
supportare i progettisti nel du-
rante lintero ciclo di sviluppo
di un design.

D: Quale sara la sfida piu im-
portante da affrontare per il
prossimo anno?

R: I tempi di consegna di certi
componenti e materie prime
continueranno molto proba-
bilmente a rappresentare un
problema per 'anno in corso.
Per questo motivo, stiamo in-
traprendendo azioni specifiche
che riguardano componenti
caratterizzati da lunghi tempi di
consegna e collaborando con
i partner della supply chain, al
fine di ridurre al massimo I'im-
patto sulla nostra base clienti.

D: Quali sono i mercati piu
interessanti o con maggiori
potenzialita e le line di pro-
dotto piu innovative?

R: Globalmente vediamo op-
portunita crescenti nel settore

medicale, in quanto una por-
zione sempre piu significativa
della popolazione mondiale ri-
chiede un’assistenza sanitaria
di livello sempre piu elevato.
Lo scorso anno abbiamo com-
piuto notevoli investimenti in
questo mercato. La nostra di-
visione, che si occupa di solu-
zioni di potenza, ha di recente
introdotto una gamma alimen-
tatori ac-dc esterni ed embed-
ded ad alta densita, compatibili
con le specifiche EN60601-1
(4a edizione). Per soddisfare
la crescente domanda di so-
luzioni per la gestione termica
nei dispositivi medicali, sem-
pre piu critiche nel momento in
cui aumenta la densita di po-
tenza, abbiamo introdotto un
paio di tecnologie innovative,
che rappresentano un elemen-
to chiave per i progettisti che
operano in ambito medicale.
Il sistema omniCOOL, integra-
to nella nostra serie CFM-V di
ventole assiali che sono dispo-
nibili in versioni con dimensioni
del telaio comprese tra 40 e
120 mm, abbina la tecnologia
magnetica con un cuscinetto
dal design avanzato, per in-
crementare sensibilmente du-
rata e prestazioni rispetto alle
ventole tradizionali. La nostra
struttura  arcTEC, integrata
nella nostra gamma di moduli
Peltier, permette di aumentare
il ciclo di vita e migliorare l'ac-
curatezza del raffreddamento
rispetto ai moduli Peltier attual-
mente disponibili sul mercato.
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Alimentatori medicali configurabili da 500W

Gli alimentatori configurabili AC-DC da 500W della serie XMS500 di
TDK Lambda sono destinati principalmente ad applicazioni medicali
e sono conformi alla curva B EMI con un margine di olitre 6 dB e
con valori di current leakage inferiori a 150 pA.

Per quanto riguarda le principali caratteristiche, le tensioni di us-
cita standard offerte sono di 12V, 24V, 36V e 48V, ma sono dis-
ponibili anche opzionalmente anche altri valori.

La tensione di ingresso va da 90 a 264 VAC e questi alimentatori
possono sopportare una tensioni di 300V per cinque secondi. La
temperatura ambiente a cui possono lavorare arriva fino a 70 °C
con un derating lineare da 50 °C con il 2.5% per °C.

Grazie alla particolare efficienza e alla progettazione meccanica
basta un flusso d’aria di 1 m/s per permettere il funzionamento
dell’alimentatore a pieno carico a 500W.

Questa serie, caratterizzata da una costruzione sia di Classe | che
di Classe Il (doppio isolamento) & certificata per usi industriali e
medicali e le tipiche applicazioni comprendono quelle di home
healthcare, dispositivi ospedalieri, sistemi di diagnostica per im-
magini, T&M e comunicazioni.

Modulo GNSS compatto per automotive

u-blox ha annunciato MAX-M8Q-01A, un modulo GNSS per applica-
zioni automotive in grado di funzionare in una gamma di tempera-
ture da -40 °C a 105 °C.

Questo modulo é particolarmente compatto (misura 9,7x10,1x2,5
mm) e puo funzionare anche in ambienti difficili come per esempio
nelle sedi delle antenne sul tetto delle autovetture.

Il modulo & in grado di funzionare con gli standard GPS/QZSS,
Glonass, Galileo e BeiDou, usa una tensione di alimentazione da
2,7V a 3,6V e dispone di interfacce UART e DDC (compatibile 12C)
Realizzato in base alle specifiche del programma u-blox 0-ppm,
che punta a ottenere un tasso di guasti pari a zero, MAX-M8Q-
01A permette di ridurre i tempi di progettazione qualificazione,
riducendo il time-to-market e i rischi connessi allo sviluppo di
nuovi prodotti.

Power supply per applicazioni medicali e IT

La nuova serie di alimentatori AC-DC GCU500 di XP Power & costi-
tuita da modelli da 500W utilizzabili applicazioni industriali ad
alta affidabilita, ma sensibili ai costi, come la robotica e I’energia
rinnovabile e per applicazioni medicali critiche come i ventilatori e
i carrelli medicali in ambienti ospedalieri.

Facilmente adattabili ai sistemi 1U, queste unita soddisfano infatti
lo standard medicale "Terza Edizione” della IEC 60601-1.
L’efficienza arriva fino al 93%, mentre la gamma di temperature
operative va da -40 a +70 °C con la piena potenza disponibile fino a
50 °C. La tensione di ingresso & da 80 a 264 VAC con piena potenza
fino a 90 VAC e con una riduzione del 20% a 80 VAC. Sono dis-
ponibili 250W senza il raffreddamento con ventola. | diversi mod-
elli forniscono una uscita singola a 12V, 15V, 18V, 24V, 36V o 48V
in continua e, inoltre, dispongono del remote on/off e del segnale
power fail.

Le caratteristiche di protezione interna includono quelle per sovra-
tensione sull’uscita principale, cortocircuito e sovraccarico su
tutte le uscite e per una eccessiva temperatura.

Lo scorso 6 gennaio € improwisamente scomparso Giuseppe Nardella, fondatore
e Presidente di Tecniche Nuove, casa editrice di molteplici riviste specializzate, talora
concorrenti delle nostre pubblicazioni. Nardella, che ha lanciato la sua prima rivista
piti di 50 anni fa, é stato uno dei precursori dell’editoria tecnico-specializzata nel
nostro Paese ed ha rappresentato per tutti noi il prototipo dell’editore concreto e
coraggioso, ma anche dell’imprenditore curioso e aperto ad ogni tipo di innovazione.

Ed € cosi che ci piace ricordarlo.

L’Editore




Analog Devices

Controller DC/DC ibrido
step-down da 72V

LTC7821 & un nuovo controller ibri-
do industriale sincrono step-down
di Analog Devices. Questo com-

ponente combina un circuito a ca-
pacita commutate con un controller
step-down sincrono, permettendo di
ridurre le dimensioni del convertitore
DC/DC fino al 50% rispetto alle tradi-
zionali soluzioni step-down. Questo
miglioramento € dovuto allutilizzo
di una frequenza di commutazione
tre volte superiore, senza compro-
mettere [efficienza. In alternativa,
operando a frequenze tradizionali,
la soluzione basata su LTC7821
pud incrementare I'efficienza fino al
3%. Il nuovo componente funziona
in un intervallo di tensioni d'ingresso
da 10V a 72V (80V max. assoluto)
€ pud generare tensioni in uscita da
0,9V a 33,5V con correnti in multipli
di 10A, a seconda della scelta dei
componenti estemi. Grazie all'archi-
tettura a controllo di corrente, questi
nuovi controller di Analog Devices
possono essere utilizzati in paralle-
lo, in configurazioni multifase, per-
mettendo di realizzare applicazioni
per potenze molto pili elevate.

ON Semiconductor

Kit di sviluppo

per sensori SPS

SPSDEVK1 & la nuova soluzione
“chiavi in mano “ per sensori SPS
(Smart Passive Sensor) di ON Semi-
conductor. Si tratta di un kit comple-
to per il rilevamento di tipo wireless,
che non richiede l'uso di batterie,
grazie al quale & possibile integrare in
tempi brevi gli innovativi SPS in ap-
plicazioni loT. Il kit, di tipo plugé&play,
¢ infatti gia pronto all'uso e consente
immediatamente agli utilizzatori di mi-
surare, aggregare e analizzare i dati
per varie applicazioni loT. | sensori
SPS possono operare senza batte-
fie e consentono il monitoraggio di

vari parametri come temperatura,
pressione, umidita o prossimita alla
periferia della rete dove lutilizzo di
fili o la sostituzione delle batterie
potrebbe risultare poco pratico.ll kit
comprende un UHF SPS reader
hub (SPSDEVR1-8), otto antenne
UHF (SPS1DEVA1-W), 50 sensori
di temperatura (SPS1T001PCB), un
alimentatore da 12 V DC e un cavo
Ethernet. Il kit include anche il softwa-
re TagReader di ON Semiconductor
che permette di sfruttare appieno le
funzionalita dei tag.

Resistenze di shunt

ROHM ha sviluppato una nuova
serie di resistenze di shunt ad alta
potenza e a bassi valori ohmici.
Questi componenti si distinguono
infatti per lelevata potenza nomi-
nale di 3W e per la gamma di valori
di resistenza compresa tra 5 mQ e
220 mQ. La tolleranza della serie &
specificata a F (+1%) mentre il coef-
ficiente di temperatura (TCR) & pari a
+20 ppm/°C grazie allimpiego di una
lega ad alte prestazioni usata come
elemento resistivo che consente di
raggiungere un elevato TCR anche
per bassi valori ohmici, a garanzia di
accuratezza ed affidabilita maggiori.
La serie GMR100 presenta dimensio-
ni di 6,4x3,2x0,4 mm e il range della
temperatura di esercizio & compre-
50 tra =55 °C e +170 °C. | materiali
proprietari € una struttura specifica

-
——

fiducono 'aumento di temperatura del
45% rispetto ai prodotti convenziona-
li. La serie GMR100 & destinata alla
misura della corrente in applicazioni
di alta potenza nei settori automotive
(ECU, servosterzi elettronici e inver-
ter), industriale (gruppi di continuita e
inverter) e dell'elettronica di consumo
(inverter per frigoriferi, impianti di cli-
matizzazione e lavatrici).

Melexis

Sensori miniaturizzati

Melexis ha annunciato una nuova
famiglia di sensori miniaturizzati nel
lontano infrarosso (FIR) per I'impie-
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go in diverse applicazioni in cui &
richiesta una misura accurata della
temperatura.

La famiglia MLX90632 & basata
sulla tecnologia FIR di Melexis, che
sfrutta il fatto che ogni oggetto emet-
te radiazioni termiche. L'IC CMOS
integrato ultra-piccolo a termopila &
una soluzione completa in un singo-
lo package QFN da 3x3x1mm, che
include I'elemento sensore, l'elabo-
razione dei segnali, lnterfaccia digi-
tale e l'ottica, e consente un’integra-
zione semplice e rapida allinterno
di un'ampia varieta di applicazioni
moderne. Il dispositivo fornisce li-
velli elevati di stabilita termica in
caso di gradienti termici e di rapide
variazioni di temperatura, ovviando
in questo modo ad una debolezza
ben nota dei sensori

agli infrarossi esistenti.

Inoltre, esso
offre un packa-
ge a montaggio superficiale (SMD)
compatibile con le tecniche di as-
semblaggio PCB standard.
II dispositivo MLX90632 sara usato
ovunque sia importante misurare la
temperatura in modo accurato. Le
applicazioni potenziali si possono
trovare negli elettrodomestici e negi
apparecchi informatici, nel monito-
raggio della temperatura ambiente
nei termostati intelligenti, nelle sale
server o nellintegrazione all'inter-
no dei dispositivi elettronici portatili
come i tablet e gli smartphone.

Advantest

Handler per circuiti
integrati automatico
Advantest Corporation ha svilup-
pato M4171, un handler per circuiti
integrati automatico con controllo
termico destinato ai laboratori di
sviluppo  di
| semicondut-
.3 tori.  Questo
]i strumento
~ permette  di
soddisfare
le esigenze
del mercato

dellelettronica per dispositivi mo-
bili in termini di controllo termico di
circuiti integrati con elevata dissi-
pazione di potenza. Portatile e con
configurazione monosito, I'handler
automatizza le operazioni di carico
e scarico dei dispositivi, condiziona-
mento termico e scarto nei laboratori
di sviluppo.

L'unita M4171 pud essere utilizzata
per gestire da remoto la manipo-
lazione dei dispositivi e il controllo
termico, grazie alla connessione
di rete. L'handler M4171 & compa-
tibile con le piattaforme V93000 e
T2000 e con altri tester. Tra le altre
funzioni figurano il lettore di codici
2D, un dispositivo di rotazione del
circuito integrato testato e un’opzio-
ne di elevata forza di contatto.

La facilita di utilizzo & resa possibi-
le da un’interfaccia grafica intuitiva
che integra funzioni predefinite.

Xilinx

MPSoC Zynq UltraScale+
per automotive

Xilinx ha ampliato la sua offerta di
prodotti per il mercato automotive
con la famiglia di MPSoC Zynq
UltraScale+ che permette lo svi-
luppo di sistemi ADAS e di guida
autonoma.

La famiglia di MPSoC XA Zyng Ul-
traScale+ € qualificata secondo le
specifiche di test AEC-Q100 con
piena certificazione secondo il livel-

Automaotive Qualified

lo ASIL-C dello standard 1SO26262.
II nuovo prodotto di Xilinx integra in
un unico dispositivo un sistema di
elaborazione (PS) a 64 bit basato
su architettura ARM Cortex-A53
quad core ¢ ARM Cortex-R5 dual
core ¢ la logica programmabile Xi-
linx (PL) in architettura UltraScale.
Questa soluzione scalabile & uti-
lizzabile per diverse piattaforme
automotive dei clienti e fornisce un
interessante rapporto prestazioni/

watt, integrando al contempo carat-
teristiche critiche per la sicurezza
e la protezione funzionale. Oltre ai
sistemi gia integrati, & possibile uti-
lizzare la logica programmabile per
creare ulteriori circuiti di sicurezza
su misura per applicazioni specifi-
che quali monitor, watchdog o bloc-
chi per la ridondanza funzionale.

Murata

Condensatori per
applicazioni industriali
ad alta tensione

Murata ha annunciato la linea DE1
Type RB, una nuova serie di con-
densatori ceramici leaded in classe
X1 destinati ad applicazioni indu-
striali ad alta tensione, come per
esempio inverter o alimentatori tri-
fase per motori. Questi nuovi com-
ponenti sono conformi agli stan-
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dard IEC 60384-14, UL60384-14
e EN60384-14 e caratterizzati da
una tensione nominale di 760 VAC
(RMS) per applicazioni che richie-
dono dispositivi in classe X1. Po-
tendo lavorare a temperature fino a
125 °C, possono essere posizionati
in prossimita della sorgente di ru-
more elettromagnetico. | dispositivi
della famiglia DE1 possono anche
essere usati come condensatori in
classe Y1 per la connessione tra
la linea di alimentazione in AC ¢ la
massa: in questo caso la tensione
nominale ¢ pari a 500 VAC (RMS).
Disponibili in modelli con valori di
capacita compresi tra 10 e 4.700
pF, i condensatori della serie DE1
hanno dimensioni del diametro
esterno variabile da 6 a 14 mm in
funzione del valore della capacita.

Cypress

Controller

per touchscreen
automotive

Cypress Semiconductor ha an-
nunciato l'introduzione di una fami-
glia di controllori per touchscreen di


http://pratico.il/
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tipo capacitivo destinati allautomoti-
ve. La famiglia CYAT817 TrueTouch
infatti & stata espressamente pro-
gettata da Cypress per soddisfare
gli standard di qualita in vigore in
questo settore. Questi controller
si distinguono per la funzionalita di
‘hover” (la gestione dello schermo
senza toccare il display con le dita)
che permette di rilevare la presen-
za di un dito fino a una distanza di
35 mm al di sopra dello schermo e
una funzione di rilevamento della
forza (force touch) che consente di
misurare in modo preciso l'intensita
della pressione esercitata in modo
indipendente da piu dita. Il controllo
del, feedback di tipo aptico e acusti-
co integrato inoltre, assicura tempi
di risposta piu brevi e quindi una
migliore fruizione da parte dell'u-
tente. Equipaggiati con processore
ARM Cortex-M a 32 bit e con un
AFE (Analog Front End) ottimizzato,
i nuovi controller permettono di sosti-
tuire i tradizionali tasti on/off mecca-
nici di un sistema di infotainment con
un sensore tattile capacitivo.

100G Lambhda MSA

Collegamenti ottici della
prossima generazione
100G Lambda Multi-Source Agre-
ement (MSA) Group ha annunciato
lintenzione di sviluppare specifiche
basate sulla tecnologia ottica a 100
Gbps per lunghezza d'onda. Nell'am-
bito di MSA, le aziende partecipanti
stanno affrontando le sfide tecniche
legate alle interfacce ottiche che uti-
lizzano la tecnologia a 100 Gbps per
lunghezza d'onda, con l'obbiettivo di
assicurare [interoperabilita di rice-
trasmettitori e interfacce prodotte da
costruttori diversi e con diversi fattori
di forma. Le nuove interfacce definite
dal 100G Lambda MSA raddoppia-
no la velocita per lunghezza d'onda
per applicazioni a 100 Ghps e a 400
Gbps. Per integrare le interfacce 100
Gbps (100GBASE-DR) e 400 Gbps
(400GBASE-DR4) attuaimente de-
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finite dallo standard IEEE P802.3, il
gruppo 100G Lambda MSA si & con-
centrato su portate di 2 km e di 10 km
con fibre single-mode duplex. Queste
nuove specifiche interessano la pros-
sima generazione di dispositivi di rete
necessari per rispondere alle sempre
crescenti richieste di larghezza di
banda da parte dellindustria.

Toshiba Memory Europe

100CLambda

Memorie Flash NAND
embedded

Toshiba Memory Europe ha iniziato
la consegna dei campioni di memorie
Flash NAND embedded per appli-
cazioni automotive compatibili con lo
standard JEDEC UFS versione 2.1.
Questi componenti soddisfano i requi-
siti dello standard AEC-Q100 di Clas-
se 2 e supportano la gamma estesa
di temperature comprese fra -40 °C e
+105 °C. L'utilizzo dellinterfaccia UFS
permette ai nuovi prodotti di raggiun-
gere prestazioni di 850MB/s in lettura
sequenziale, e di 50kIOPs in lettura
casuale, che sono pari rispettivamen-
te a una velocita di circa 2,7 volte e 7,1
volte superiore rispetto ai loro attuali
omologhi e-MMC. Sono state aggiun-
te, inoltre, ulteriori nuove funzioni adat-

te nello specifico per le applicazioni
automotive, tra cui quella di refresh, di
controllo termico e di diagnosi estesa. |
nuovi dispositivi integrano chip NAND
fabbricati con tecnologia di processo
a 15nm e un controller in un unico
package. Per la capacita, sono dispo-
nibili in cinque diversi formati: 16GB,
32GB, 64GB, 128GB e 256GB.

Littelfuse

Tiristori di protezione

Littelfuse ha presentato due serie
di tiristori di protezione SIDACtor
ottimizzati per la protezione di ap-
parecchiature situate in ambienti

- altamente esposti a
. -~ forti transitori di so-
vratensione. Le se-
tie PxxxOMEL da 5
kA e PxxxOFNL da 3
kA offrono diversi vantaggi.
Per esempio, il clamping superiore
alla tradizionale tecnologia passiva
MOV per la protezione delle linee
CA offre una protezione a potenziale
elevato contro le sovratensioni. La
tensione attiva ridotta, inoltre, garan-
tisce un accumulo termico basso nel
corso degli eventi a lungo termine. A
questi si aggiunge che questi dispo-
sitivi crowbar a semiconduttori non
presentano meccanismi usurabili, per-
tanto possono sopportare piul eventi di
sovratensione andando incontro a una
degradazione minima. Le applicazioni
tipiche per questi tiristori di protezione
sono molteplici e comprendono, per
esempio, amplificatori CATV, stazioni
base di telecomunicazione, reti di di-
stribuzione CA ad alta potenza/gruppi
di continuita, sistemi per la ricarica
delle batterie per automobili, inverter
CC/CA per sistemi ad alimentazione
solare, gruppi di continuita di backup
alimentati a batteria.

Soluzioni di misura
Narda STS offre diverse soluzioni di
misura interessanti per le piu recenti
applicazioni, reti 5G incluse. Con il
suo misuratore di intensita di campo
NBM-550 e la sua gamma di sonde
intercambiabili, Narda copre gia oggi
lintera gamma di frequenza compre-
satragliOHz ei90 GHz. Invista della
fase di prova per il 5G nel 2018 offre
un elevato livello di compatibilita per il
futuro. Le novita nella gamma dei mi-
suratori di campo a banda larga NBM
(Broadband Field Meter) di Narda,
sono le sonde di campo elettrico EF
4091 (da 40 MHz a 40 GHz) ed EF
9091 (da 100 MHz a 90 GHz) per la
misurazione dellintensita di campo
nel range delle altissime frequenze
e delle onde millime-
triche. Il magneto-
metro HP-01 ¢ la
sonda piu recente,
anch’essa isotropica,
per le bassissime fre-
quenze per il misuratore
NBM-550. La sonda ana-
lizza, a selezione di frequen-

za, i campi magnetici statici e variabili
nel tempo nella gamma da 0 Hz (DC)
a 1kHz. Grazie alla gamma dinamica
di 120 dB, la nuova sonda per i campi
magnetici & particolarmente adatta
per ['utilizzo nel settore della sicurezza
sul lavoro.

Microchip

Controller esterno CAN
FD per semplificare
l'upgrade

Microchip ha annunciato la dispo-
nibilita del controller esterno CAN
Flexible Data Rate (CAN FD). Siglato
MCP2517FD, questo controller pud
essere utilizzato con qualsiasi micro-
controller, semplificando limplementa-
zione di questa tecnologia nel passag-
gio da CAN 2.0 a CAN FD dato che
evita ai progettisti di dover riprogettare
i sistemi e basta aggiungere un solo

componente esterno. La motherboard
MCP251XFD CAN FD insieme alla
Click Board MCP2517FD costituisce
un semplice ed economico sistema di
valutazione per lmplementazione di
uno schema CAN FD. Inoltre, & dispo-
nibile un firmware API scritto in C per
un rapido sviluppo delle applicazioni.
MCP2517FD-H/SL & gia disponibile
in un package 14-lead SOIC sia in
campionature che in quantita per vo-
lumi i produzione. E gia disponibile,
inoltre, anche MCP2517FD-H/JHA in
un package VQFN 14-lead con wetta-
ble flanks sia in campionature che in
quantita per volumi di produzione.

DELO

Resina per protezione
sensori

DELO-DUOPOX CR8031 & una
nuova resina di incapsulamento per
lelettronica nel settore automotive e
per quella di potenza. Si tratta di un
prodotio che resiste a temperature
continuative fino a 180°C e le proprie-
ta meccaniche del prodotto rimangono
immutate anche dopo 1000 ore di

stoccaggio a questa
temperatura, o a 85
°C e 85% di umidita
dellaria. Inoltre, & re-
sistente a olio e lubrifi-
canti, una caratteristica
che lo rende idoneo
per applicazioni nel vano motore, per
esempio per lncapsulamento di sen-
sori e circuiti stampati o per la sigilla-
tura di custodie. DELO sottolinea che
la resina epossidica raggiunge que-
sta affidabilita senza utilizzo di filler e
quindi, non essendoci alcun rischio di
sedimentazione del filler, non & neces-
saria una miscelazione della resina di
incapsulamento e, conseguentemen-
te, nemmeno una degassificazione, il
che comporta una configurazione del
sistema di dosaggio molto semplice.
Inoltre, questo prodotto a bassa visco-
sita, mostra buone proprieta di scori-
mento.

TE Connectivity

Relé compatto da 30A
per PCB

TE Connectivity (TE) ha presentato
il relé Potter & Brumfield della serie
T9G, un componente per circuito
stampato in grado di sopportare cor-
renti fino a 30A dedicato ai settori
riscaldamento, ventilazione e con-
dizionamento, con applicazioni in
apparecchiature e controlli industriali.
Aspetto particolarmente interessante
sono le dimensioni particolarmente
contenute di questo componente.
T9G usa un awolgimento che con-
suma 900mW che offre una riduzio-
ne del 10% nella potenza rispetto ai
relé convenzionali da 30A per PCB.
In termini di resistenza dielettrica, a
serie T9G ha una classificazione di 4
kV tra lawvolgimento e il contatto, of-
frendo un elevato isolamento contro
le correnti galvaniche, mentre per la
resistenza alle scariche elettriche la
classificazione arriva a 8 kV. T9G &
un relé versatile, che pud essere uti-
lizzato per molteplici applicazioni gra-
Zie anche alle certificazioni, UL, CQC
e VDE. La serie T9G di TE soddisfa
inoltre i
requisiti
di isola-
mento
rafforzato
della IEC
61810-1.
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